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ELECTROSTATICS –  

 
Part  5-1 :  Protection  of electronic devices from   
electrostatic  phenomena – General  requirements 

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E l ectrotechn i cal  Commiss i on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  o rgan i zati on  fo r  s tandard i zati on  compri s i ng  
al l  nati onal  e l ectrotechn i cal  comm i ttees  ( I EC  Nati onal  Comm i ttees) .  The  object  o f  I EC  i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  al l  questi ons  concern i ng  s tandard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron i c  f i e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i t i on  to  o ther  acti vi t i es ,  I EC  publ i shes  I n ternat i onal  Standards ,  Techn i cal  Speci fi cati ons,  
Techn i cal  Reports ,  Publ i cl y  Avai l abl e  Speci f i cat i ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter  referred  to  as  “ I EC  
Publ i cati on (s) ”) .  The i r  preparati on  i s  en trusted  to  techn i cal  comm i ttees;  any I EC  Nat i onal  Comm i ttee  i n terested  
i n  the  subject  deal t  wi th  may part i ci pate  i n  th i s  preparatory  work.  I n ternati onal ,  g overnmen tal  and  non -
governmen tal  organ i zat i ons  l i ai s i ng  wi th  the  I EC  al so  parti c i pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  co l l aborates  cl ose l y  
wi th  the  I n ternat i onal  Organ i zati on  fo r  Standard i zat i on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by  
ag reement  between  the  two  organ i zati ons .  

2 )  The  formal  deci s i ons  or  ag reemen ts  o f  I EC  on  techn i cal  matters  express,  as  nearl y  as  poss ibl e,  an  i n ternati onal  
consensus  o f  opi n i on  on  the  re l evan t  subjects  s i nce  each  techn i cal  comm i ttee  has  represen tati on  from  al l  
i n terested  I EC  Nati onal  Commi ttees.   

3 )  I EC  Publ i cati ons  have  the  form  of  recommendati ons  for  i n ternati onal  u se  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Comm i ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  al l  reasonable  e fforts  are  made  to  ensu re  that  the  techn i cal  con ten t  o f  I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate ,  I EC  cannot  be  hel d  responsi bl e  for  the  way i n  wh i ch  they are  used  or  for  any 
m i s i n terpretati on  by  any end  u ser.  

4)  I n  order  to  promote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  appl y  I EC  Publ i cati ons  
transparen tl y  to  the  maximum  exten t  poss ibl e  i n  thei r  nat i onal  and  reg i onal  publ i cati ons .  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cat i on  and  the  correspond i ng  nati onal  or  reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y  i nd i cated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC  i tse l f  does  no t  provi de  any attestat i on  o f  con form i ty.  I ndependen t  cert i f i cati on  bod ies  provi de  con form i ty  
assessmen t  servi ces  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of  con form i ty.  I EC  i s  no t  responsi ble  fo r  any  
servi ces  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi f i cati on  bod i es .  

6 )  Al l  u sers  shou ld  ensu re  that  they have  the  l atest  ed i t i on  o f  th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty  shal l  attach  to  I EC  or  i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or  agen ts  i ncl ud i ng  i nd i vi dual  experts  and  
members  of  i ts  techn i cal  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for  any personal  i n j u ry,  property  damage  or  
o ther damage  o f  any natu re  whatsoever,  whether  d i rect  or  i nd i rect ,  o r  for  costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  o f  the  publ i cati on ,  u se  o f,  o r  re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  o r  any o ther  I EC  
Publ i cati ons.   

8 )  Atten t i on  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  Use  o f  the  re ferenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensable  for  the  correct  appl i cati on  o f  th i s  publ i cati on .  

9 )  Atten t i on  i s  d rawn  to  the  poss ibi l i ty  that  some  o f  the  e l emen ts  o f  th i s  I EC  Publ i cati on  may be  the  subj ect  o f  
paten t  r i gh ts .  I EC  shal l  n ot  be  he l d  responsi bl e  for  i den ti fyi ng  any o r  al l  such  paten t  ri g h ts .  

I n ternational  Standard  IEC  61 340-5-1  has  been  prepared  by IEC  techn ical  commi ttee  1 01 :  
E lectrostatics.  

Th is  second  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  fi rst  ed i t ion  publ i shed  i n  2007.  Th is  ed i ti on  
consti tu tes  a  techn ical  revis ion .  

Th is  ed i t ion  i ncludes  the  fo l lowing  s ign i fi can t  techn ical  changes  wi th  respect  to  the  previous  
ed i ti on :  

a)  Techn ical  requ i rements  were  changed  to  al i gn  IEC  61 340-5-1  wi th  other i ndustry ESD  
standards;  

b)  Reference  documents  were  updated  to  refl ect  newly re leased  I EC  standards;  

c)  A section  on  product  qual i fi cation  was  added;  

d )  Table  4  was  deleted  and  detai led  packag ing  requ i rements  were  deferred  to  
I EC  61 340-5-3;  
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e)  C lause  A. 1  was  removed  and  i s  now i ncluded  i n  I EC  61 340-4-6.  

The  text  of  th i s  s tandard  i s  based  on  the  fo l l owing  documents:  

FDIS  Report  on  vo ti ng  

1 01 /505/FDIS  1 01 /508/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for  the  approval  o f  th i s  s tandard  can  be  found  i n  the  report  on  
voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  publ i cation  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  ISO/IEC  Di recti ves,  Part  2 .  

A l i s t  of  al l  parts  i n  the  IEC  61 340  series,  publ i shed  under the  general  t i t l e  Electrostatics,  can  
be  found  on  the  IEC  websi te.  

The  commi ttee  has  decided  that  the  con ten ts  of  th i s  publ i cati on  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty  date  i nd icated  on  the  IEC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec. ch "  i n  the  data 
re lated  to  the  speci fi c  publ ication .  At  th i s  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  recon fi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or  

•  amended .  
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INTRODUCTION  

Th is  part  o f  I EC  61 340  covers  the  requ i rements  necessary to  design ,  establ i sh ,  implement  
and  main tain  an  e lectrostati c  d ischarge  (ESD)  con tro l  program  for  acti vi t i es  that:  manu factu re,  
process,  assemble,  i nstal l ,  package,  label ,  service,  test,  i nspect,  transport  or  otherwise  
hand le  e lectrical  or  e lectron ic  parts,  assembl ies  and  equ ipment  susceptible  to  damage  by 
e lectrostati c  d ischarges  g reater than  or  equal  to  1 00  V human  body model  (HBM) ,  200  V 
charged  device  model  (CDM)  and  35  V on  i so lated  conductors.  I so lated  conductors  were  
h istorical l y  represen ted  by mach ine  model  (MM) .  The  35  V  l im i t  i s  re lated  to  the  l evel  
ach ievable  us ing  i on izers  speci fied  i n  th is  standard .  The  MM  test  i s  no  longer requ i red  for  
qual i f i cation  of  devices,  on ly  the  HBM  and  CDM  tests  are.  The  MM  test  i s  retained  i n  th i s  
s tandard  for  process  con tro l  o f  i so lated  conductors  on ly.  

Any con tact  and  physical  separation  of  material s  or  fl ow of  so l ids,  l i qu ids,  or  parti cle- laden  
gases  can  generate  e lectrostatic  charges.  Common  sources  of  ESD  i nclude  charged :  
personnel ,  conductors,  common  polymeric  materials ,  and  processing  equ ipment.  ESD  
damage  can  occur when:  

•  a  charged  person  or  object  comes  i n to  con tact  wi th  an  ESD  sensi ti ve  device  (ESDS) ;  

•  an  ESDS comes  i n to  d i rect  con tact  wi th  a  h i gh ly  conducti ve  su rface  wh i l e  exposed  to  an  
e lectrostatic  f i e ld ;  

•  a  charged  ESDS comes  i n to  con tact  wi th  another conducti ve  su rface  wh ich  i s  at  a  d i fferen t  
e lectrical  poten tial .  Th is  su rface  may or  may not  be  g rounded.  

Examples  of  ESDS are  m icroci rcu i ts,  d i screte  semiconductors,  th i ck and  th in  f i lm  resistors,  
hybrid  devices,  prin ted  ci rcu i t  boards  and  piezoelectric  crystals .  I t  i s  possible  to  determ ine  
device  and  i tem  susceptibi l i ty  by  exposing  the  device  to  s imu lated  ESD  even ts.  The  ESD  
wi thstand  vo l tage  determ ined  by sensi t i vi ty  tests  using  s imu lated  ESD  even ts  does  not  
necessari l y  represen t  the  abi l i ty  o f  the  device  to  wi thstand  ESD  from  real  sources  at  that  
vo l tage  level .  However,  the  levels  of  sensi t i vi ty  are  used  to  establ i sh  a  basel ine  of  
susceptibi l i ty  data for  comparison  of  devices  wi th  equ ivalen t  part  numbers  from  d i fferen t  
manu facturers.  Three  d i fferen t  models  have  been  used  for  qual i f i cation  of  e lectron ic 
components  – human  body model  (HBM) ,  mach ine  model  (MM) ,  and  charged  device  model  
(CDM) .  I n  cu rren t  practice  devices  are  qual i fi ed  on ly  using  HBM  and  CDM  susceptibi l i ty  tests.  

Th is  standard  covers  the  ESD  con tro l  program  requ i rements  necessary for  setti ng  up  a  
program  to  hand le  ESDS,  based  on  the  h i storical  experience  of  both  m i l i tary and  commercial  
organ izati ons.  The  fundamental  ESD  con tro l  pri nciples  that  form  the  basis  of  th i s  s tandard  are  
as  fo l l ows.  

•  Avoid  a  d ischarge  from  any charged ,  conductive  object  (personnel  and  especial ly  
au tomated  hand l i ng  equ ipment)  i n to  the  ESDS.  Th is  can  be  accompl ished  by bond ing  or  
e lectri cal l y  connecting  al l  conductors  i n  the  envi ronment,  i nclud ing  personnel ,  to  a  known  
g round  or  con tri ved  g round  (as  on  board  sh ip  or  on  ai rcraft) .  Th is  attachment  creates  an  
equ ipoten tial  balance  between  al l  conducting  objects  and  personnel .  E lectrostatic  
protection  can  be  main tained  at  a  poten tial  d i fferen t  from  a “zero”  vo l tage  g round  poten tial  
as  l ong  as  al l  conductive  objects  i n  the  system  are  at  the  same  poten tial .  

•  Avoid  a  d i scharge  from  any charged  ESD  sensi t ive  device.  Charg ing  can  resu l t  from  d i rect  
con tact  and  separation  or  i t  can  be  i nduced  by an  e lectri c  f i e ld .  Necessary i nsu lators  i n  
the  envi ronment  cannot  l ose  thei r  e lectrostatic  charge  by attachment  to  g round.  I on ization  
systems  provide  neu tral i zation  of  charges  on  these  necessary i nsu lators  (ci rcu i t  board  
materials  and  some device  packages  are  examples  of  necessary i nsu lators) .  The  ESD  
hazard  created  by electrostatic  charges  on  the  necessary i nsu lators  i n  the  work place  i s  
assessed  to  ensure  that  appropriate  actions  are  implemented,  accord ing  to  the  ri sk.  

•  Once  ou ts ide  of  an  e lectrostati c  d ischarge  protected  area (hereinafter referred  to  as  an  
EPA)  i t  i s  general l y  not  possible  to  con trol  the  above  i tems,  therefore,  ESD  protecti ve  
packag ing  may be  requ i red .  ESD  protection  can  be  ach ieved  by enclosing  ESD  sensi t i ve  
products  i n  s tati c  protective  materials ,  al though  the  type  of  material  depends  on  the  
s i tuation  and  destination .  I nside  an  EPA,  stati c  d i ssipative  materials  may provide  
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adequate  protecti on .  Ou tside  an  EPA,  stati c  d ischarge  sh ie ld i ng  materials  are  
recommended .  Wh i l st  al l  o f  these  materials  are  not  d iscussed  i n  th is  s tandard ,  i t  i s  
importan t  to  recogn ize  the  d i fferences  i n  thei r  appl ication .  For more  i n formation  see  
I EC  61 340-5-3.  

Each  company has  d i fferen t  processes,  and  so  wi l l  requ i re  a  d i fferen t  b lend  of  ESD  
prevention  measures  for  an  optimum  ESD  con tro l  program.  Measures  shou ld  be  selected ,  
based  on  techn ical  necessi ty  and  carefu l l y  documented  i n  an  ESD  contro l  prog ram  plan ,  so  
that  al l  concerned  can  be  sure  of  the  program  requ i rements.  

Train ing  i s  an  essential  part  o f  an  ESD  con tro l  program  i n  order to  ensure  that  the  personnel  
i nvolved  understand  the  equ ipment  and  procedures  they are  to  use  i n  order  to  be  i n  
compl iance  wi th  the  ESD  con tro l  program  plan .  Train ing  i s  al so  essen tial  i n  rais i ng  awareness  
and  understand ing  of  ESD  i ssues.  Wi thou t  train ing ,  personnel  are  often  a  major source  of  
ESD  ri sk.  Wi th  train ing ,  they become an  effecti ve  fi rst  l i ne  of  defence  against  ESD  damage.  

Regu lar compl iance  veri f i cation  checks  and  tests  are  essen tial  to  ensu re  that  equ ipment  
remains  effecti ve  and  that  the  ESD  contro l  program  i s  correctl y  implemented  i n  compl iance  
wi th  the  ESD  con tro l  program  plan .  
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ELECTROSTATICS – 
 

Part  5-1 :  Protection  of electronic devices from   
electrostatic  phenomena – General  requirements 

 
 
 

1  Scope 

Th is  part  of  I EC  61 340  appl ies  to  acti vi ti es  that:  manu facture,  process,  assemble,  i nstal l ,  
package,  label ,  service,  test,  i nspect,  transport  or  o therwise  hand le  e lectri cal  or  e lectron ic  
parts,  assembl ies  and  equ ipment  wi th  wi thstand  vol tages  g reater  than  or  equal  to  1 00  V HBM,  
200  V CDM  and  35  V  for  i so lated  conductors.  ESDS  wi th  l ower wi thstand  vo l tages  may 
requ i re  add i ti onal  con tro l  e lements  or  ad justed  l im i ts .  Processes  designed  to  hand le  i tems  
that  have  l ower ESD  wi thstand  vol tage(s)  can  sti l l  c laim  compl iance  to  th i s  s tandard .  

Th is  standard  provides  the  requ i rements  for  an  ESD  con tro l  prog ram.  IEC  TR  61 340-5-2  [9 ] 1  
provides  gu idance  on  the  implementation  of  th is  s tandard .  

Th is  standard  does  not  apply  to  e lectrical l y  i n i t i ated  explosive  devices,  f lammable  l i qu ids,  
gases  and  powders.  

The  pu rpose  of  th i s  s tandard  i s  to  provide  the  adm in istrati ve  and  techn ical  requ i rements  for 
establ i sh ing ,  implementing  and  main tain ing  an  ESD  con tro l  program  (hereinafter referred  to  
as  the  “program”) .  

NOTE  I so l ated  conductors  were  h i s tori cal l y  represen ted  by  MM .  

2  Normative references 

The  fo l l owing  documents,  i n  whole  or  i n  part,  are  normati vely referenced  i n  th is  document  and  
are  i nd ispensable  for  i ts  appl i cation .  For dated  references,  on ly  the  ed i ti on  ci ted  appl i es.  For 
undated  references,  the  l atest  ed i t ion  of  the  referenced  document  ( i nclud ing  any 
amendments)  appl ies.  

I EC  61 340-2-3,  Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and 
resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation 

I EC  61 340-4-1 ,  Electrostatics – Part 4-1: Standard test methods for specific applications – 
Electrical resistance of floor coverings and installed floors 

IEC  61 340-4-3,  Electrostatics – Part 4-3: Standard test methods for specific applications – 
Footwear 

IEC  61 340-4-5,  Electrostatics – Part 4-5: Standard test methods for specific applications – 
Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination 
with a person 

IEC  61 340-4-6,  Electrostatics – Part 4-6: Standard test methods for specific applications – 
Wrist straps 

_____________ 

1   N umbers  i n  square  brackets  refer  to  the  bi b l i og raphy.  
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IEC  61 340-4-7,  Electrostatics – Part 4-7: Standard test methods for specific applications – 
Ionization 

I EC  61 340-4-9,  Electrostatics – Part 4-9: Standard test methods for specific applications – 
Garments 

I EC  61 340-5-3,  Electrostatics – Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic 
phenomena – Properties and requirements classification for packaging intended for 
electrostatic discharge sensitive devices 

3  Terms and  defin i tions  

For the  pu rposes  of  th is  document,  the  fo l l owing  terms  and  defin i t i ons  apply.  

NOTE  For the  pu rposes  o f  th i s  documen t  “earth ”  and  “g round”  have  the  same  mean ing .  

3.1   
charged  device  model  
CDM 
ESD  stress  model  that  approximates  the  d ischarge  even t  that  occurs  when  a  charged  
componen t  i s  qu ickly  d ischarged  to  another object  at  a  d i fferen t  e lectrostati c  poten tial  

Note  1  to  en try:  Charged  devi ce  model  i s  descri bed  i n  ANSI /ESDA/JEDEC JS-002-201 4  [1 ] .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  on l y  appl i es  to  the  French  l anguage.  

3.2   
common  ground  point  
grounded  device  or l ocation  where  the  conductors  of  two  or  more  ESD  con tro l  i tems  are  
bonded  

3.3   
common  connection  point  
device  or  l ocation  where  the  conductors  of  two  or  more  ESD  con tro l  i tems  are  connected  i n  
order to  bring  the  ESD  protective  i tems  to  the  same e lectrical  poten tial  th rough  equ ipoten tial  
bond ing  

3.4   
equ ipotential  bond  
electrical  connection  of  conducti ve  parts  (or  i tems  used  to  con tro l  ESD)  so  that  they are  at  
substan tial l y  the  same vo l tage  under normal  and  fau l t  cond i tions  

3.5   
electrostatic  d ischarge 
ESD 
rapid  transfer of  charge  between  bod ies  that  are  at  d i fferen t  e lectrostatic  poten tials  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  on l y  appl i es  to  the  French  l anguage.  

3.6   
ESD  control  i tems 
materials  or  products  designed  to  preven t  the  generati on  of  s tati c  charge  and/or d iss ipate  
stati c  charges  that  have  been  generated  so  as  to  preven t  damage  to  ESD  sensi ti ve  devices  

3.7   
ESD  protected  area 
EPA 
area i n  wh ich  an  ESDS can  be  hand led  wi th  accepted  ri sk of  damage  as  a  resu l t  o f  
e lectrostati c  d ischarge  or  f i e lds  
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Note  1  to  en try:  Th i s  note  on l y  appl i es  to  the  French  l anguage.  

3.8   
ESD sensi tive  device  
ESDS 
sensi t i ve  device,  i n tegrated  ci rcu i t  or  assembly that  may be  damaged  by e lectrostati c  f i e lds  or  
e lectrostati c  d ischarge  

3.9   
ESD wi thstand  vol tage 
h ighest  vo l tage  l evel  that  does  not  cause  device  fai lu re  

Note  1  to  en try:  The  devi ce  passes  al l  tested  l ower vo l tages.  

3.1 0   
functional  g round  
term inal  used  to  connect  parts  to  g round  for reasons  other than  safety 

3.1 1   
human  body model  
HBM 
ESD  stress  model  that  approximates  the  d i scharge  from  the  fi ngertip  of  a  typical  human  being  
on to  a  pin  of  a  device  wi th  another pin  g rounded  

Note  1  to  en try:  Human  body model  i s  descri bed  i n  I EC  60749-26  [2 ] .  

Note  2  to  en try:  Th i s  n ote  on l y  appl i es  to  the  French  l anguage.  

3.1 2   
machine  model  
MM 
ESD stress  model  that  approximates  the  d ischarge  to  a  device  pin  due  to  con tact  of  
equ ipment  or  tools  such  as  those  found  i n  the  manu factu ring  l i ne  

Note  1  to  en try:  Mach i ne  model  i s  descri bed  i n  I EC  60749-27  [3 ] .  

Note  2  to  en try:  Th i s  n ote  on l y  appl i es  to  the  French  l anguage.  

3.1 3   
organization  
company,  g roup  or  body that  hand les  ESDS 

3.1 4   
protective earth  
term inal  used  to  connect  parts  to  earth  for  safety  reasons  

4 Personnel  safety 

The  procedures  and  equ ipment  described  i n  th is  s tandard  may expose  personnel  to  
hazardous  e lectrical  cond i ti ons.  Users  of  th i s  s tandard  are  responsible  for selecting  
equ ipment  that  compl i es  wi th  appl icable  l aws,  regu latory codes  and  both  external  and  i n ternal  
pol i cy.  Users  are  cau tioned  that  th i s  s tandard  cannot  replace  or  supersede  any requ i rements  
for  personnel  safety.  

E lectrical  hazard  reduction  practi ces  shal l  be  exercised  and  proper g round ing  i nstructions  for  
equ ipment  shal l  be  fo l l owed .  
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5  ESD control  program  

5.1  General  

5. 1 .1  ESD control  program  requ i rements  

The  ESD  contro l  prog ram  shal l  i nclude  al l  the  adm in istrati ve  and  techn ical  requ i rements  of  
th is  s tandard .  The  ESD  con tro l  program  shal l  document  the  lowest  ESD  wi thstand  vol tage(s)  
that  can  be  hand led.  The  organ ization  shal l  establ i sh ,  document,  implement,  main tain  and  
veri fy  the  compl iance  of  the  program  i n  accordance  wi th  the  requ i rements  of  th is  s tandard .  

5.1 .2  ESD coordinator 

A person  shal l  be  assigned  by the  organ izati on  wi th  the  responsibi l i ty  for  implementing  the  
requ i rements  of  th i s  s tandard  i nclud ing  establ i sh ing ,  documenti ng ,  main tain ing  and  veri fying  
the  compl iance  of  the  program.  

5.1 .3  Tai loring  

Th is  standard ,  or  porti ons  of  i t ,  may not  apply to  al l  appl ications.  Tai loring  i s  accompl ished  by 
evaluating  the  appl icabi l i ty  o f  each  requ i rement for  the  speci fi c  appl icati on .  Upon  completion  
of  the  evaluati on ,  requ i rements  may be  added ,  mod i fied  or  de leted .  Tai loring  decis ions,  
i nclud ing  rati onale  and  techn ical  j usti fi cation ,  shal l  be  documented .  

5.2  ESD control  program  admin istrative  requ irements  

5.2.1  ESD control  program  plan  

The  organ ization  shal l  prepare  an  ESD  con tro l  prog ram  plan  that  addresses  each  of  the  
requ i rements  of  the  program.  Those  requ i rements  are:  

•  train i ng ,  

•  product  qual i fi cation ,  

•  compl iance  veri f i cation ,  

•  g round ing /bond ing  systems,  

•  personnel  g round ing ,  

•  EPA requ i rements,  

•  packag ing  systems,  

•  marking .  

The  plan  i s  the  principal  document  for implementi ng  and  veri fyi ng  the  prog ram.  The  goal  i s  a  
fu l l y  implemented  and  i n tegrated  program  that  con forms  to  i n ternal  qual i ty  system  
requ i rements.  The  plan  shal l  apply to  al l  appl icable  facets  of  the  organ ization ’s  work.  

5.2.2  Train ing  plan  

The  train ing  plan  shal l  defi ne  al l  personnel  that  are  requ i red  to  have  ESD  awareness  and  
preven tion  train i ng .  At  a  m in imum,  i n i t ial  and  recu rren t  ESD  awareness  and  preven tion  
trai n i ng  shal l  be  provided  to  al l  personnel  who  hand le  or  o therwise  come i n to  con tact  wi th  any 
ESDS.  I n i t ial  trai n ing  shal l  be  provided  before  personnel  hand le  ESD  sensi ti ve  devices.  The  
type  and  frequency of  ESD  train ing  for  personnel  shal l  be  defined  i n  the  train ing  plan .  The  
trai n ing  plan  shal l  i nclude  a  requ i rement  for  main tain ing  employee  train ing  records  and  shal l  
document  where  the  records  are  stored .  Train i ng  methods  and  the  use  of  speci fi c  techn iques  
are  at  the  organ ization ’s  d i scretion .  The  train ing  plan  shal l  i nclude  methods  used  by the  
organ izati on  to  ensure  trainee  comprehension  and  train ing  adequacy.  
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5.2.3  Product  qual i fication  

The  organ ization  shal l  qual i fy  al l  ESD  con tro l  i tems  that  are  se lected  for use  as  part  o f  the  
ESD  control  program.  Tables  2  and  3  l i st  the  requ i red  product  qual i fi cation  test  methods,  
associated  l im i ts  for  each  ESD  con tro l  i tem  and  other  requ i rements  as  stated  i n  th is  s tandard .  

Acceptable  evidence  of  product  qual i fi cation  i ncludes:  

a)  Product  data sheets  publ i shed  by the  manu factu rer of  the  ESD  con tro l  i tem :  

1 )  The  data sheet  shal l  reference  the  requ i red  IEC  test  method  for  that  i tem.  

2)  The  data sheet  l im i ts  shal l ,  at  a  m in imum,  comply wi th  the  l im i ts  for  that  ESD  con trol  
i tem  

b)  Test  reports  from  an  i ndependen t  laboratory:  the  test  report  shal l  reference  the  appl i cable  
I EC  test  method  and  the  l im i ts  shal l  comply wi th  the  l im i ts  for  that  i tem  as  speci fied  i n  th i s  
s tandard .  

c)  Test  reports  generated  i n ternal l y  by the  organ ization  for  i ts  own  use:  the  test  report  shal l  
reference  the  appl icable  I EC  test  method  and  the  l im i ts  shal l  comply wi th  the  l im i ts  for that  
i tem.  

d )  For  ESD  contro l  i tems  that  were  i nstal led  by the  organ ization  before  the  adoption  of  th i s  
s tandard ,  on -going  compl iance  veri fi cation  records  can  be  used  as  evidence  of  product  
qual i f i cation .  

For ESD  con trol  i tems  that  are  not  l i s ted  i n  Tables  2  and  3 ,  bu t  are  considered  to  be  a  part  of  
the  ESD  con tro l  program,  the  organ ization  us ing  such  i tems  shal l  qual i fy  these  products  prior  
to  use.  The  test  method  used  for  product  qual i fi cation  and  the  user defined  acceptance  l im i ts  
for  each  i tem  shal l  be  documented  i n  the  ESD  con tro l  program  plan .  

NOTE  I EC  TR  61 340-5-2  con tai ns  g u i dance  for  i tems  not  l i sted  i n  Tabl es  2  and  3  o f  th i s  document.  

5.2.4  Compl iance veri fication  plan  

A compl iance  veri f i cation  plan  shal l  be  establ i shed  to  ensure  the  organ ization ’s  fu l fi lmen t  of  
the  requ i rements  of  the  plan .  Process  mon i toring  (measurements)  shal l  be  conducted  i n  
accordance  wi th  a  compl iance  veri fi cation  plan  that  i den ti f ies  the  techn ical  requ i rements  to  be  
veri fi ed ,  the  measurement  l im i ts  and  the  frequency at  wh ich  those  veri f i cations  shal l  occur.  
The  compl iance  veri fi cation  plan  shal l  document  the  test  methods  used  for process  mon i toring  
and  measurements.  I f  the  organ ization  uses  d i fferen t  test  methods  to  replace  those  of  th i s  
s tandard ,  the  organ ization  shal l  be  able  to  show that  the  resu l ts  ach ieved  correlate  wi th  the  
referenced  standards.  Where  test  methods  are  devised  for testi ng  i tems  not  covered  i n  th is  
s tandard ,  these  shal l  be  adequately  documented  i nclud ing  correspond ing  test  l im i ts .  
Compl iance  veri fi cation  records  shal l  be  establ i shed  and  main tained  to  provide  evidence  of  
con form i ty to  the  techn ical  requ i rements.  

The  test  equ ipment selected  shal l  be  capable  of  making  the  measurements  defined  i n  the  
compl iance  veri fi cation  plan .  

Consideration  shou ld  be  taken  regard ing  the  l owest  relati ve  hum id i ty  l evels  experienced  by 
the  organ ization ;  some of  the  measurements  shou ld  be  made  under these  cond i ti ons.  

5.3  ESD control  program  plan  technical  requ irements 

5.3.1  General  

The  fo l lowing  subclauses  describe  the  essen tial  techn ical  requ i rements  used  i n  the  
development  of  an  ESD  con trol  program.  

The  requ i red  l im i ts  are  based  on  the  test  methods  or  s tandards  l i s ted  i n  Table  1 ,  Table  2  and  
Table  3 .  The  compl iance  veri fi cati on  plan  shal l  document  the  methods  used  to  veri fy  the  
l im i ts.  These  procedures  may or  may not  be  based  on  the  test  methods  i n  each  table.  Test  



 – 1 2  – I EC  61 340-5-1 :201 6  © IEC  201 6  

methods  and  correspond ing  l im i ts  used  by the  organ ization  that  d i ffer  from  the  test  methods  
or  references  i n  Tables  1  to  3  shal l  be  documented  wi th  a  techn ical  j usti fi cation  that  supports  
thei r  use.  

Some  of  the  techn ical  e lements  l i s ted  i n  Tables  1  to  3  do  not  have  a  defi ned  l ower resistance  
l im i t.  However,  a  m in imum  resistance  value  may be  requ i red  for  safety  reasons.  

See  relevan t  national  requ i rements  and/or I EC  60364[4]  series,  I EC  TS  60479-1 [5] ,  
I EC  TS  60479-2[6] ,  I EC  61 01 0-1 [7] ,  and  IEC  61 1 40[8] .  

5.3.2  Grounding /equ ipotential  bond ing  systems 

I n  order  to  e l im inate  ESD  damage,  i t  i s  necessary to  e l im inate  d i fferences  i n  poten tial  
between  ESDS and  other  conductors  that  ESDS m igh t  come  i n to  con tact  wi th  such  as  
personnel ,  au tomated  hand l i ng  equ ipment,  f i xtu res  and  mobi le  equ ipment.  Al l  i tems  that  come 
i n to  con tact  wi th  ESDS and  are  capable  of  conducting  e lectri ci ty  shal l  be  connected  to  g round  
or  e lectrical l y  bonded  i n  order to  e l im inate  d i fferences  i n  poten tial .  Th is  can  be  ach ieved  i n  
th ree  d i fferen t  ways:  

•  G round ing  us ing  protective  earth  

The  f i rst  and  preferred  ESD  g round  i s  protecti ve  earth  i f  avai lable.  I n  th i s  case,  the  ESD  
con trol  e lements  and  g rounded  personnel  are  connected  to  protecti ve  earth  (see  
Figure  1 ) .  

•  G round ing  us ing  functional  g round  

The  second  acceptable  ESD  g round  i s  ach ieved  th rough  the  use  of  a  functional  g round .  
Th is  conductor can  be  a g round  rod ,  s take  or  a  separate  wi ri ng  system  that  i s  bonded  to  
the  AC  g round  at  the  main  service  panel  (see  Figu re  1 ) ;  i n  order to  e l im inate  d i fferences  i n  
poten tial  between  protecti ve  earth  and  the  functional  g round  system,  the  two  systems 
shal l  be  e lectri cal l y  bonded  together where  possible.  

•  Equ ipoten tial  bond ing  

I n  the  even t  that  a  g round  faci l i ty  i s  not  avai lable,  ESD  protection  can  be  ach ieved  by 
connecting  al l  o f  the  ESD  control  i tems  together at  a  common  connection  po in t  (see  
Fi gure  2) .  The  maximum  resistance  between  any protecti ve  i tem  and  the  common  
connection  poin t  shal l  comply wi th  the  l im i ts  establ i shed  for  the  protective  i tems  as  per 
Tables  2  and  3 .  

Wh ichever g round ing /bond ing  system  i s  se lected ,  i t  shal l  be  referred  to  as  “g round”  i n  the  
remainder of  th i s  s tandard .  



I EC  61 340-5-1 :201 6  © I EC  201 6  – 1 3  –  

 

 

Key 

1  Wri s t  s trap  (band  and  g round  cord )  

2  Work su rface  

3  Common  g round  po i n t  

4  F l oor  mat  

5  F l oor 

6  Protecti ve  earth  or  functi onal  g round  ( functi onal  g round ,  i f  u sed ,  shal l  be  bonded  to  protecti ve  earth )  

Figure  1  – Schematic  of  an  EPA with  a  g round  reference 

CAUTION:  Users  are  advised  to  consu l t  l ocal  and  national  e lectrical  codes  and  regu lations  
before  making  any connections  to  faci l i ty  e lectri cal  wi ring  systems.  
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Key 

1  Wri s t  s trap  and  cord  

2  Work su rface  

3  Common  connecti on  po i n t  

4  F l oor  mat  

5  F l oor 

Figure  2  – Schematic  of  an  equ ipotential  bond ing  system  

Table  1  – Grounding /bonding  requ i rements  

Techn ical  requ i rement  Ground ing  method  Test  method/standard  Requ i red  l im i t(s)  

Ground i ng /bond i ng  system  Protecti ve  earth  Nati onal  e l ectri cal  system  
s tandard  

Nati onal  e l ectri cal  code  
l im i ts  

 Functi onal  g round  Nati onal  e l ectri cal  system  
s tandard  

Nat i onal  e l ectri cal  code  
l im i ts  

I f  the  nati onal  e l ectri cal  
code  does  not  speci fy  a  
requ i remen t,  then  the  
res i s tance  between  
functi onal  g round  and  
protect i ve  earth  shal l  not  
exceed  25  Ω  

 Equ ipoten ti al  bond i ng  See  appl i cabl e  
impl emen ti ng  process  from  
Tabl es  2  and  3  

See  l im i ts  fo r  each  ESD  
con tro l  i tem  from  Tabl es  2  
and  3  

 

5.3.3  Personnel  g rounding  

Al l  personnel  shal l  be  g rounded  or equ ipoten tial l y  bonded  accord ing  to  the  requ i rements  
below when  hand l i ng  ESDS.  When  personnel  are  seated  at  ESD  protecti ve  workstati ons,  they 
shal l  be  connected  to  g round  via  a  wrist  s trap  system.  

For stand ing  operations,  personnel  can  be  g rounded  via a  wrist  s trap  system  or by a  
footwear-flooring  system.  When  a  footwear-fl ooring  system  i s  used ,  personnel  shal l  wear ESD  
footwear on  both  feet  and  the  two  fo l l owing  cond i ti ons  shal l  be  met:  

IEC  

2  1  

3  

4  

5  
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•  the  total  resi stance  of  the  system  ( from  the  person ,  th rough  the  footwear and  fl ooring  to  
g round)  shal l  be  less  than  1 , 0  ×  1 09  Ω ;  

•  the  maximum  body vo l tage  generation  shal l  be  l ess  than  1 00  V.  

Table  2  – Personnel  g rounding  requ irements 

Techn ical  
requ i rement  

ESD control  
i tem  

Product  qual i fi cation  Compl iance  veri fi cation  

Test  method  Limi tsb  Test  method  Limi tsb  

Personnel  
g round i ng  

Wri s t  s traps  
(bands  and  
g round  cords)  

I EC  61 340-4-6  R <  5  ×  1 06  Ω  o r  
u ser  defi ned  val ue  

See  wri st  s trap  system  

Wri s t  band  
res i s tance  

I EC  61 340-4-6    

– i n teri or ≤  1  ×  1 05  Ω  N o t  appl i cabl e  

– exteri or  >  1  ×  1 07  Ω  N o t  appl i cabl e  

Wri s t  s trap  
systema  

N ot  appl i cabl e  I EC  61 340-4-6  
Wri s t  s trap  
con ti nu i ty  test  

R  <  3 , 5  ×  1 07  Ω  

Footwear  I EC  61 340-4-3c  R  ≤  1  ×  1 08  Ω  See  person/footwear  system  

Person /footwear
/f l oori ng  system  

I EC  61 340-4-5  Rg  <  1 , 0  ×  1 0
9  Ω  

and  absol u te  
val ue  of  body 
vo l tage  <  1 00  V  

(average  o f  5  
h i g hest  peaks)  

I EC  61 340-4-5  Rg  <  1 , 0  ×  1 0
9  Ωd , f  

Person /footwear 
system  

Not  appl i cabl e  See  Annex  Ae  Rgp  <  1 , 0  ×  1 0
8  Ω  

a  For  s i tuat i ons  where  an  ESD  garmen t  i s  u sed  as  part  o f  the  wri s t  s trap  g round i ng  path ,  the  to tal  system  
resi s tance  i ncl ud i ng  the  person ,  garmen t  and  g round i ng  cord  shou ld  be  l ess  than  3 , 5  ×  1 07  Ω .  

b  Symbol s  u sed  i n  th i s  tabl e :  Rg  re fers  to  resi stance  to  g round ,  Rgp  refers  to  res i stance  to  g roundable  po i n t  

c  For  the  product  qual i f i cati on  o f  footwear,  the  envi ronmen tal  cond i t i ons  fo r  testi ng ,  u s i ng  I EC  61 340-4-3  
shou l d  be  (1 2  ±  3 )  %  RH  and  23  °C  ±  2  °C .  

d  A  peri od i c  body vo l tage  generati on  test  shou ld  be  done  to  veri fy  the  vo l tage  i s  l ess  than  1 00  V  

e  The  res i s tance  l im i t  appl i es  to  measu ri ng  each  foot  one  by  one,  not  two  i n  paral l e l .   

f  The  requ i red  l im i t  o f  <  1 , 0  ×  1 09  Ω  i s  the  maximum  al l owed  val ue.  The  u ser shou ld  establ i sh  an  upper  l im i t  
from  the  res i s tance  val ues  that  were  measu red  for  product  qual i f i cati on  for  the  footwear  and  the  f l oor  to  
compl y  wi th  the  <  1 00  V  body vol tage  g enerati on  and  use  these  res i stances  for  compl i ance  veri f i cat i on .  

 

5.3.4  ESD protected  areas  (EPA)  

5.3.4.1  Hand l ing  ESDS and  access  to  EPA 

Hand l i ng  of  ESDS wi thou t  ESD  protective  covering  or  packag ing  shal l  be  performed  i n  an  
EPA.  The  boundaries  of  the  EPA shal l  be  clearly  i den ti f ied  as  EPA boundaries  (e . g ,  Cau tion  
s igns  i nd icating  the  existence  of  the  EPA can  be  posted  and  conspicuous  to  personnel  prior  to  
en try  to  the  EPA. )  

NOTE  An  EPA can ,  for  example,  cons i s t  o f  a  bu i l d i ng ,  an  en t i re  room  or  a  s i ng l e  workstat i on .  

Access  to  the  EPA shal l  be  l im i ted  to  personnel  who  have  completed  appropriate  ESD  
train i ng .  Un trained  i nd ividuals  shal l  be  escorted  by trained  personnel  wh i le  i n  an  EPA.  

5.3.4.2  Insu lators  

Al l  non-essen tial  i nsu lators  and  i tems  (plasti cs  and  paper) ,  such  as  coffee  cups,  food  
wrappers  and  personal  i tems  shal l  be  removed  from  the  workstation  or  any operation  where  
unprotected  ESDS are  hand led .  
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The  ESD  threat  associated  wi th  process  essential  i nsu lators  or  e lectrostatic  f i e ld  sources  
shal l  be  evaluated  to  ensu re  that:  

•  the  e lectrostatic  f i e ld  at  the  posi t ion  where  the  ESDS are  hand led  shal l  not  exceed   
5  000  V/m;  

or 

•  i f  the  e lectrostatic  poten tial  measured  at  the  su rface  of  the  process  requ i red  i nsu lator  
exceeds  2  000  V,  the  i tem  shal l  be  kept  a  m in imum  of  30  cm  from  the  ESDS;  and  

•  i f  the  e lectrostatic  poten tial  measured  at  the  su rface  of  the  process  requ i red  i nsu lator  
exceeds  1 25  V,  the  i tem  shal l  be  kept  a  m in imum  of  2 , 5  cm  from  the  ESDS.  

I f  the  measured  e lectrostati c  f i e ld  or  su rface  poten tial  exceeds  the  stated  l im i ts ,  i on ization  or  
other charge  m i ti gating  techn iques  shal l  be  used .  

Some  of  the  measurements  shou ld  be  taken  at  the  l owest  expected  relati ve  hum id i ty 
experienced  by the  faci l i ty.  

NOTE  1  These  measu remen ts  are  made  based  on  the  frequency defi ned  i n  the  compl i ance  veri f i cat i on  p l an .  

NOTE  2  An  ESD  th reat  i s  cons i dered  a  metal  to  metal  con tact  wh i l e  the  ESDS  i s  i n  the  presence  of  the  f i e l d  

NOTE  3  The  accu rate  measu remen t  o f  e l ectrostat i c  f i e l ds  requ i res  that  the  person  maki ng  the  measu remen t  i s  
fam i l i ar  wi th  the  operat i on  o f  the  measu ri ng  equ i pmen t.  Most  hand  he l d  meters  requ i re  that  the  read i ng  be  taken  at  
a  f i xed  d i stance  from  the  ob ject .  They al so  normal l y  speci fy  that  the  object  has  a  m i n imum  d imensi on  o f  f i xed  s i ze  
i n  order  to  obtai n  an  accu rate  read i ng .  

5.3.4.3  Isolated  conductors 

When  establ i sh ing  an  ESD  con tro l  plan ,  i f  a  conductor that  comes  i n to  con tact  wi th  an  ESDS 
i tem  cannot be  g rounded  or  equ ipoten tial l y  bonded  together,  then  the  process  shal l  ensure  
that  the  d i fference  i n  poten tial  between  the  conductor  and  the  con tact  of  the  ESDS i tem  i s  
l ess  than  35  V.  

Th is  can  be  accompl i shed  by measuring  the  ESDS i tem  and  the  conductor by us ing :  a  non-
con tact  e lectrostatic  vol tmeter or  a  h i gh  impedance  con tact  e lectrostati c  vol tmeter.  

NOTE  The  35  V  l im i t  i s  re lated  to  the  l evel  ach i evabl e  us i ng  i on i zers  speci fi ed  i n  th i s  s tandard .  

5.3.4.4  ESD control  i tems 

An  EPA shal l  be  establ i shed  wherever ESD  sensi ti ve  products  are  hand led  wi thou t  ESD  
protective  covering  or  packag ing .  However,  there  are  many d i fferen t  ways  to  establ i sh  an  
ESD  con tro l  program.  Table  3  l i s ts  some  optional  ESD  con trol  i tems  wh ich  can  be  used  to  
con tro l  s tatic  e lectrici ty.  For those  ESD  con trol  i tems  that  are  se lected  for  use  i n  the  ESD  
con tro l  program,  the  requ i red  range  for  that  i tem  becomes  mandatory.  

I f  the  l im i ts  i n  Table  3  are  exceeded,  the  ESD  con trol  program  shal l  i nclude  a  tai l oring  
statement  as  requ i red  by 5 . 1 . 3 .  
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Table  3  – EPA requ irements  

EPA 
requ i rements  

ESD control  
i tem  

Product  qual i fi cation a   Compl iance  veri fi cationb  

Test  method  Lim i tsc  
Based  on  test  

method  Limi tsc  

 Worki ng  
su rfaces,  
s torage  racks  
and  tro l l eyg  

I EC  61 340-2-3  Rgp  <  1  ×  1 0
9  Ω  

Rp-p  <  1  ×  1 0
9  Ω f  

I EC  61 340-2-3  Rg  <  1  ×  1 0
9  Ω  

Wri s t  s trap  
bond i ng  po i n t  

   Rg  <  5  x  1 06  Ω  

F l oori ng  I EC  61 340-4-1 d , e  Rgp  <  1  ×  1 0
9  Ω  I EC  61 340-4-1  Rg  <  1  ×  1 0

9  Ω  

I on i zati on  

I EC  61 340-4-7  

Decay ( 1  000  V  to  
1 00  V  and   
–1  000  V  to   
–1 00  V)  <  20  s  

Offset  vo l tage  
<  ±  35  V  

I EC  61 340-4-7  

Decay ( 1  000  V  to  
1 00  V  and   
–1  000  V  to   
–1 00  V)  <  20  s  or  
u ser defi ned  

Offset  vo l tage   
<  ±  35  V  

Seati ng  I EC  61 340-2-3  
( res i stance  to  
g roundable  po i n t  
measu remen ts)  

Rgp  <  1  ×  1 0
9  Ω  I EC  61 340-2-3  

( res i s tance  to  
g round  
measu rements)  

Rg  <  1  ×  1 0
9  
Ω  

S tat i c  con tro l  
garmen ts  

I EC  61 340-4-9  Rp-p  <  1  ×  1 0
1 1  Ω  I EC  61 340-4-9  Rp-p  <  1  ×  1 0

 1 1  Ω  

o r  o r  or o r  

user  defi ned  
method  

u ser  defi ned  l im i t  u ser  defi ned  
method  

u ser  defi ned  l im i t  

G roundable  
s tati c  con tro l  
garmen ts   

I EC  61 340-4-9  Rgp  <  1  ×  1 0
9  Ω  I EC  61 340-4-9  Rgp  <  1  ×  1 0

9  Ω  

a  For  product  qual i f i cat i on ,  the  envi ronmen tal  cond i t i ons  fo r  testi ng  shou ld  be  ( 1 2  ±  3 )  %  RH  and  23  °C  ±  2  °C.  
When  not  speci f i ed  i n  the  re ferenced  I EC  standard ,  the  m i n imum  envi ronmental  cond i t i on i ng  t ime  for  product  
qual i f i cati on  shou l d  be  48  hou rs.  

b  The  test  methods  i n  the  compl i ance  veri f i cati on  co l umn  refer  to  the  bas i c  test  procedu re  on l y.  I t  i s  n ot  
expected  that  the  test  method  wi l l  be  fo l l owed  i n  i ts  en t i rety.  

c  Symbo l s  u sed  i n  th i s  tabl e :  Rp-p  refers  to  po i n t  to  po i n t  res i s tance.  Rg  re fers  to  res i s tance  to  g round  and  Rgp  
re fers  to  resi stance  to  g roundable  po i n t .  

d  The  maximum  test  vo l tage  al l owed  for  measu ri ng  ESD  f l oori ng  that  shou l d  be  u sed  for  an  ESD  prog ram  
compl yi ng  wi th  th i s  s tandard  i s  1 00  V.  

e  I f  f l oori ng  i s  u sed  for  g round i ng  personnel  that  hand l e  ESDS  re fer  to  the  system  requ i remen ts  i n  Tabl e  2 .  

f  I n  s i tuati ons  where  charged  devi ce  mode l  (CDM)  damage  i s  a  concern ,  a  m i n imum  poi n t  to  po i n t  res i stance  
l im i t  o f  1  ×  1 04  Ω  i s  recommended .  

g  Worksu rfaces  are  defi ned  as  any su rface  on  wh i ch  an  unprotected  ESD  sens i t i ve  i tem  i s  p l aced .  

 

5.3.5  Packag ing  

ESD  protecti ve  packag ing  and  package  marking  shal l  be  i n  accordance  wi th  customer 
con tracts,  pu rchase  orders,  d rawing  or  o ther documentation .  When  the  con tract,  pu rchase  
order,  drawing  or  other documentation  does  not  defi ne  ESD  protecti ve  packag ing ,  the  
organ izati on  shal l  defi ne  ESD  protective  packag ing  requ i rements  for  ESDS wi th in  the  plan  
based  on  IEC  61 340-5-3.  Packag ing ,  when  requ i red ,  shal l  be  defi ned  for  al l  material  
movement  wi th in  EPAs,  between  EPAs,  between  j ob  s i tes,  f i e ld  service  operations  and  to  the  
customer.  

5.3.6  Marking  

ESDS,  system  or packag ing  marking  shal l  be  i n  accordance  wi th  customer con tracts,  
pu rchase  orders,  drawing  or  o ther documentati on .  When  the  con tract,  purchase  order,  
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drawing  or  other documentati on  does  not  define  ESDS,  system  or packag ing  marking ,  the  
organ izati on ,  i n  developing  the  ESD  con tro l  program  plan ,  shal l  consider  the  need  for 
marking .  I f  i t  i s  determ ined  that  marking  i s  requ i red ,  i t  shal l  be  documented  as  part  o f  the  
plan .  
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Annex A 
(normative)  

 
Test  methods 

The  operator shal l  s tand  wi th  one  foot  on  the  conductive  footwear e lectrode.  The  hand  con tact  
plate  shal l  be  pressed  to  veri fy  that  the  person/footwear system  resistance  i s  wi th in  
acceptable  parameters  (see  Fi gu re  A. 1 ) .  The  test  shal l  be  repeated  for  the  other foot.  The  test  
apparatus  can  be  an  i n tegrated ,  commercial l y  avai lable  tester or  o ther  i nstrumentation  that  i s  
capable  of  measuring  resistance  from  5,0  ×  1 04  Ω  to  at  l east  1 , 0  ×  1 09  Ω .  The  tester open-
ci rcu i t  vo l tage  i s  typical l y  between  9  V d . c.  and  1 00  V d . c.  

 

Figure  A.1  – Footwear functional  testing  (example)  

IEC  

Apparatus  

Footwear  
e l ectrode  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
ÉLECTROSTATIQUE –  

 
Partie  5-1 :  Protection  des d isposi ti fs  électroniques contre 
les phénomènes électrostatiques – Exigences générales 

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commiss i on  E lectrotechn i que  I n ternati onal e  ( I EC)  est  u ne  o rgan i sati on  mond i ale  de  normal i sati on  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux  (Com i tés  nati onaux  de  l ’ I EC) .  L’ I EC  a  pou r 
ob jet  de  favori ser  l a  coopérati on  i n ternat i onal e  pou r  tou tes  l es  questi ons  de  normal i sati on  dans  l es  domai nes  
de  l 'é l ectri ci té  e t  de  l 'é l ectron i que.  A  cet  e ffet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati onal es ,  des  Spéci f i cat i ons  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  des  Spéci fi cat i ons  accessi bl es  au  
publ i c  (PAS)  e t  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC") .  Leu r é l aborati on  est  con fi ée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux  travaux  desquel s  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par  l e  su j et  trai té  peu t  parti ci per.  Les  
organ i sati ons  i n ternati onal es ,  g ouvernemen tal es  e t  non  g ouvernemen tal es ,  en  l i ai son  avec  l ’ I EC,  part i ci pen t  
égal emen t  aux  travaux.  L’ I EC  co l l abore  étro i temen t  avec  l 'Organ i sati on  I n ternati onal e  de  Normal i sati on  ( I SO) ,  
se l on  des  cond i t i ons  f i xées  par accord  en tre  l es  deux  organ isati ons .  

2 )  Les  déci s i ons  ou  accords  offi c i e l s  de  l ’ I EC  concernan t  l es  questi ons  techn i ques  représen ten t,  dans  l a  mesu re  
du  poss i bl e ,  un  accord  i n ternat i onal  su r  l es  su jets  é tud i és ,  étan t  donné  que  l es  Com i tés  nati onaux  de  l ’ I EC  
i n téressés  son t  représen tés  dans  chaque  com i té  d ’ études.  

3 )  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  se  présen ten t  sous  l a  forme  de  recommandati ons  i n ternat i onal es  e t  son t  ag réées  
comme  te l l es  par  l es  Com i tés  nati onaux  de  l ’ I EC.  Tous  l es  e fforts  rai sonnables  son t  en trepri s  af i n  que  l ’ I EC  
s 'assu re  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cati ons;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  ê tre  tenue  responsable  de  
l 'éven tuel l e  mauvai se  u ti l i sat i on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fai te  par  un  que l conque  u ti l i sateu r  f i nal .  

4 )  Dans  l e  bu t  d 'encou rager  l ' u n i form i té  i n ternati onal e ,  l es  Com i tés  nati onaux  de  l ’ I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesu re  poss ibl e ,  à  appl i quer  de  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  publ i cati ons  nat i onal es  
e t  rég i onales.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  et  tou tes  publ i cati ons  nati onal es  ou  
rég i onal es  correspondan tes  do iven t  ê tre  i nd i quées  en  termes  c l ai rs  dans  ces  dern i ères.  

5 )  L’ I EC  e l l e -même  ne  fou rn i t  aucune  attestat i on  de  con form i té .  Des  organ i smes  de  cert i f i cati on  i ndépendan ts  
fou rn i ssen t  des  servi ces  d 'éval uati on  de  con form i té  e t,  dans  certai ns  secteu rs ,  accèden t  aux  marques  de  
con form i té  de  l ’ I EC.  L’ I EC  n 'est  responsable  d 'aucun  des  servi ces  e ffectués  par  l es  organ i smes  de  certi f i cati on  
i ndépendan ts.  

6)  Tous  l es  u t i l i sateu rs  do i ven t  s 'assu rer qu ' i l s  son t  en  possessi on  de  l a  dern i ère  éd i t i on  de  cette  publ i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  do i t  ê tre  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i s trateu rs,  employés,  auxi l i ai res  ou  
mandatai res ,  y  compri s  ses  experts  parti cu l i ers  e t  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  e t  des  Com i tés  
nati onaux  de  l ’ I EC,  pou r  tou t  pré j ud i ce  causé  en  cas  de  dommages  corpore l s  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  que l que  natu re  que  ce  so i t ,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter  l es  coû ts  (y  compri s  l es  frai s  
de  j us ti ce)  e t  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u t i l i sat i on  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  
tou te  au tre  Publ i cat i on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  es t  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  att i rée  su r  l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sat i on  de  publ i cat i ons  
référencées  est  obl i g ato i re  pou r  u ne  appl i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cati on .   

9 )  L ’ atten ti on  est  att i rée  su r  l e  fai t  q ue  certai ns  des  é l émen ts  de  l a  présen te  Publ i cati on  de  l ’ I EC  peuven t  fai re  
l ’ obj e t  de  d ro i ts  de  brevet.  L’ I EC  ne  sau rai t  ê tre  tenue  pou r  responsable  de  ne  pas  avo i r  i den ti f i é  de  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avo i r  s i gnal é  l eu r  exi s tence.  

La Norme i n ternationale  IEC  61 340-5-1  a  été  établ ie  par l e  comi té  d 'études  1 01  de  l ' I EC:  
E lectrostati que.  

Cette  deuxième  éd i t ion  annu le  et  remplace  la  prem ière  éd i ti on  parue  en  2007.  Cette  éd i ti on  
consti tue  une  révis ion  techn ique.  

Cette  éd i t ion  i nclu t  l es  mod i fi cations  techn iques  majeures  su ivan tes  par rapport  à  l 'éd i ti on  
précéden te:  

a)  Des  exigences  techn iques  on t  été  mod i fiées  afin  d 'al i gner l ' IEC  61 340-5-1  avec l es  au tres  
normes  de  l ' i ndustrie  re lati ves  aux décharges  é lectrostatiques  (ESD) ;  

b)  Les  documents  de  référence  on t  été  m is  à  j ou r afi n  de  refléter l es  normes  IEC  récemment  
publ iées;  
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c)  Un  paragraphe  sur  l a  qual i fi cation  produ i t  a  été  ajou té;  

d )  Le  Tableau  4  a  été  supprimé,  et  l es  exigences  relati ves  aux embal lages  son t  désormais  
décri tes  dans  l ' I EC  61 340-5-3;  

e)  L'Article  A. 1  a  été  supprimé  et  f i gu re  désormais  dans  l ' I EC  61 340-4-6.  

Le  texte  de  cette  norme  est  i ssu  des  documents  su ivan ts:  

FDIS  Rapport  de  vo te  

1 01 /505/FDIS  1 01 /508/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur  l e  vote  ayan t  
abou ti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Une  l i s te  de  tou tes  les  parties  de  l a  série  I EC  61 340,  publ i ées  sous  l e  t i tre  général  
Electrostatique,  peu t  être  consu l tée  su r l e  s i te  web  de  l ' I EC.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera pas  mod i fi é  avan t  la  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur  l e  s i te  web de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  
relati ves  à  la  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i t ion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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INTRODUCTION  

La présen te  partie  de  l ' I EC  61 340  couvre  les  exigences  nécessai res  à  l a  conception ,  à  
l 'établ i ssement,  à  l a  m ise  en  œuvre  et  à  la  main tenance  d 'un  prog ramme de  maîtri se  des  
décharges  é lectrostatiques  (ESD)  pou r  l es  acti vi tés  concernan t:  l a  fabrication ,  l e  trai tement,  
l 'assemblage,  l ' i nstal lation ,  l 'embal lage,  l 'étiquetage,  l 'en treti en ,  l 'essai ,  l 'examen ,  l e  transport  
ou  bien  l a  man ipu lati on  des  pièces,  des  ensembles  et  des  équ ipements  é lectriques  ou  
é lectron iques  susceptibles  d 'être  endommagés  par des  décharges  électrostatiques  
supérieures  ou  égales  à  1 00  V sur  l e  modèle  du  corps  humain  (HBM) ,  200  V su r l e  modèle  de  
d i sposi t i f  chargé  (CDM)  et  35  V sur l es  conducteurs  i so lés.  Les  conducteurs  i so lés  étaien t  
représen tés  trad i t i onnel lement  par  l e  modèle  de  mach ine  (MM) .  La l im i te  de  35  V  se  rapporte  
au  n i veau  réal i sable  en  u ti l i san t  l es  i on iseurs  spéci fiés  dans  l a  présen te  norme.  L'essai  du  
modèle  de  mach ine  n 'est  p lus  exigé  pour  l a  qual i fi cation  des  d isposi ti fs ;  seu ls  l es  essais  des  
modèles  HBM  et  CDM  le  son t.  L'essai  du  MM  est  conservé  dans  l a  présen te  norme  
un iquement  aux fi ns  de  con trôle  de  processus  des  conducteurs  i so lés.  

Tou t  con tact  et  tou te  séparation  physique  de  matériaux ou  fl ux  de  sol ides,  l i qu ides  ou  gaz  
chargés  de  parti cu les  peuven t  produ i re  des  charges  é lectrostatiques.  Des  sou rces  couran tes  
d 'ESD  comprennen t:  l e  personnel ,  l es  conducteu rs,  l es  matériaux po lymères  couran ts  et  l e  
matérie l  de  trai tement.  Les  ESD  peuvent  engendrer  des  dommages  l orsque:  

•  u ne  personne  ou  un  objet  chargé  en tre  en  con tact  avec un  d i sposi ti f  sensible  aux 
décharges  électrostatiques  (ESDS) ;  

•  u n  ESDS en tre  en  contact  d i rect  avec une  su rface  très  conductrice  alors  qu 'e l le  est  
exposée  à  un  champ é lectrostati que;  

•  u n  ESDS chargé  en tre  en  con tact  avec une  au tre  su rface  conductrice  qu i  est  à  un  
poten tie l  é lectrique  d i fféren t.  Cette  su rface  peu t  ne  pas  être  m ise  à  l a  terre.  

Les  m icroci rcu i ts ,  l es  sem iconducteurs  d iscrets,  l es  résistances  à couche  ri g ide  et  m ince,  l es  
d isposi ti fs  hybri des,  l es  cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  et  l es  cri staux piézoélectriques  consti tuen t  
des  exemples  d 'ESDS.  La susceptibi l i té  du  d isposi ti f  e t  de  l 'é lément  peu t  être  déterm inée  en  
exposan t  l e  d isposi ti f  à  des  événements  ESD  s imu lés.  La tension  de  tenue  aux ESD,  
déterminée  par l 'essai  de  sensibi l i té  u ti l i san t  des  événements  ESD  s imu lés,  ne  représen te  
pas  nécessai rement  l 'apti tude  du  d i sposi t i f  à  rés ister aux ESD  i ssues  de  sources  réel l es  à  ce  
n iveau  de  tension .  Cependant,  l es  n i veaux de  sensibi l i té  son t  u ti l i sés  afi n  d 'établ i r  une  
référence  pour l es  données  de  susceptibi l i té  l ors  de  l a  comparaison  de  d isposi ti fs  possédant  
des  références  de  pièce  équ ivalen tes  provenan t de  d i fféren ts  fabrican ts.  Trois  modèles  
d i fféren ts  on t  été  u ti l i sés  pour  l a  qual i f i cati on  des  composants  é lectron iques:  modèle  du  corps  
humain  (HBM) ,  modèle  de  mach ine  (MM)  et  modèle  de  d isposi ti f  chargé  (CDM) .  En  pratique,  
l es  d i sposi t i fs  son t  qual i fi és  un iquement  par l e  b iais  d 'essais  de  susceptibi l i té  HBM  et  CDM.  

La présente  norme  couvre  les  exigences  du  programme de  maîtri se  des  ESD  nécessai res  à 
l 'établ i ssement  d 'un  programme pour l a  man ipu lation  des  ESDS,  en  se  fondan t  su r  
l 'expérience  h i storique  d 'organ isati ons  tan t  m i l i tai res  que  commerciales.  Les  principes  
fondamentaux de  maîtri se  des  ESD  qu i  consti tuen t  la  base  de  l a  présen te  norme  son t  l es  
su ivants.  

•  Evi ter  une  décharge  de  tou t  objet  chargé,  conducteur  (personnel  et  en  particu l i er l es  
équ ipements  de  manu ten tion  au tomatisée)  dans  l 'ESDS.  Cela  peu t  être  réal i sé  en  re l ian t  
ou  en  raccordan t  é lectriquement  tous  l es  conducteurs  de  l 'envi ronnement,  y  compris  l e  
personnel ,  à  une  terre  exi stan te  ou  provoquée  (comme à  bord  d 'un  navi re  ou  d 'un  avion ) .  
Cette  fi xation  crée  un  équ i l ibre  équ ipoten tie l  en tre  tous  l es  objets  conducteurs  et  l e  
personnel .  La  protection  é lectrostatique  peu t  être  main tenue  à  un  poten ti e l  d i fféren t  d 'un  
poten tie l  de  terre  de  tension  "zéro"  tan t  que  tous  l es  objets  conducteurs  du  système  son t  
au  même  poten ti e l .  

•  Evi ter  une  décharge  de  tou t  d i sposi ti f  sensible  aux ESD  qu i  est  chargé.  La charge  peu t  
résu l ter  d 'un  con tact  d i rect  et  d 'une  séparation ,  ou  peu t  être  i ndu i te  par un  champ 
é lectri que.  Les  i solan ts  nécessai res  dans  l 'envi ronnement ne  peuvent  pas  perdre  l eur  
charge  é lectrostatique  par  l i ai son  à  l a  terre.  Les  systèmes  d ' ion isation  assurent  une  
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neu tral i sation  des  charges  sur  ces  i solan ts  nécessai res  ( l es  matériaux de  cartes  de  
ci rcu i ts  et  certains  embal lages  de  d isposi ti fs  consti tuen t  des  exemples  d ' i solan ts  
nécessai res) .  Le  danger d 'ESD  provoqué  par l es  charges  é lectrostatiques  su r l es  i solan ts  
nécessai res  su r l e  l i eu  de  travai l  est  évalué  pour  s 'assurer que  l es  actions  adéquates  son t  
m ises  en  œuvre,  en  fonction  du  ri sque.  

•  Une  fo is  à  l 'extérieur d 'une  zone  protégée  con tre  l es  décharges  é lectrostatiques  (ci -après  
dénommée  "EPA") ,  l es  é léments  ci -dessus  ne  peuvent  généralement pas  être  con trô lés;  
de  ce  fai t,  un  embal lage  de  protection  con tre  les  ESD  peu t  être  exigé.  La protection  con tre  
l es  ESD  peu t  être  effectuée  en  en fermant  l es  produ i ts  sensibles  aux ESD  dans  des  
matériaux de  protection  con tre  l es  décharges  é lectrostatiques,  b ien  que  le  type  de  
matériau  dépende  de  la  s i tuation  et  de  l a  destinati on .  A l ' i n térieur d 'une  EPA,  l es  
matériaux an ti statiques  peuven t  fou rn i r  une  protection  adéquate.  A l 'extérieur  d 'une  EPA,  
l es  matériaux de  bl i ndage  con tre  l es  décharges  statiques  son t  recommandés.  Alors  que  
tous  ces  matériaux ne  son t  pas  examinés  dans  la  présente  norme,  i l  est  importan t  de  
reconnaître  l es  d i fférences  concernant  l eur  appl i cation .  Pour  p lus  d ' i n formations,  se  
reporter à  l ' IEC  61 340-5-3.  

Dans  la  mesure  où  chaque  société  possède  des  processus  d isti ncts,  un  ensemble  d i fféren t  de  
mesures  de  prévention  contre  les  ESD  est  nécessai re  pour  accompl i r  un  programme de  
maîtri se  des  ESD  optimal .  I l  convien t  de  choisi r  ces  mesures  en  se  fondant  su r l a  nécessi té  
techn ique  et  de  l es  documenter  avec soin  dans  l e  cadre  d 'un  plan  de  prog ramme de  maîtri se  
des  ESD,  de  te l le  sorte  que  tou tes  les  parties  concernées  pu issent  être  sû res  des  exi gences  
du  programme.  

La formation  consti tue  une  partie  essen tie l le  du  prog ramme de  maîtri se  des  ESD  en  
s'assuran t  que  l e  personnel  concerné  a  une  bonne  connaissance  de  l 'équ ipement,  ains i  que  
des  procédures  qu ' i l  do i t  u t i l i ser afin  de  respecter l e  p lan  du  programme de  maîtri se  des  ESD.  
La formation  j oue  également  un  rô le  importan t  pour accroître  la  sensibi l i sation  aux 
problématiques  des  ESD  et  l eu r compréhension .  Sans  formation ,  l e  personnel  consti tue  
souven t  une  source  majeure  de  ri sque  d 'ESD.  En  su i van t  une  formation ,  l e  personnel  devien t  
une  première  l i gne  effi cace  de  défense  con tre  l es  dommages  l i és  aux ESD.  

Des  véri fi cations  de  l a  con formi té  et  des  essais  régu l iers  son t  essen tie ls  pour s 'assu rer que  
l 'équ ipement demeure  effi cace,  mais  également  que  le  programme de  maîtri se  des  ESD  est  
m is  en  œuvre  de  man ière  correcte  con formément  au  plan  du  programme de  maîtri se  
des  ESD.  



I EC  61 340-5-1 :201 6  © I EC  201 6  – 27  –  

ÉLECTROSTATIQUE – 
 

Partie  5-1 :  Protection  des d isposi ti fs  électroniques contre 
les phénomènes électrostatiques – Exigences générales 

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La présente  partie  de  l ' I EC  61 340  s 'appl ique  aux acti vi tés  concernan t:  l a  fabrication ,  l e  
trai tement,  l 'assemblage,  l ' i nstal lation ,  l 'embal lage,  l 'éti quetage,  l 'en tretien ,  l 'essai ,  l 'examen,  
l e  transport  ou  bien  la  man ipu lati on  des  pièces,  des  ensembles  et  des  équ ipements  
é lectri ques  ou  é lectron iques  présentan t  des  tensions  de  tenue  supérieures  ou  égales  à  1 00  V 
su r l e  modèle  du  corps  humain  (HBM) ,  200  V su r l e  modèle  de  d isposi ti f  chargé  (CDM)  et  
35  V su r l es  conducteurs  i so lés.  Des  ESDS possédant  des  tensions  de  tenue  i n férieures  
peuven t  nécessi ter des  é léments  de  con trôle  supplémentai res  ou  des  l im i tes  ajustées.  Les  
processus  conçus  pour man ipu ler  des  éléments  présentan t  une  ou  plus ieurs  tensions  de  
tenue  aux ESD  in férieures  peuven t  tou jours  déclarer être  con formes  à  la  présen te  norme.  

La présente  norme  fourn i t  l es  exigences  nécessai res  à un  programme de  maîtri se  des  ESD.  
L' IEC  TR  61 340-5-2  [9 ] 1  donne  des  l i gnes  d i rectrices  pour l a  m ise  en  œuvre  de  l a  présente  
norme.  

La présen te  norme  ne  s 'appl i que  pas  aux d i sposi ti fs  explosi fs  à  déclenchement  é lectron ique  
n i  aux  l i qu ides,  gaz  et  poudres  i n flammables.  

L'objecti f  de  l a  présen te  norme  est  de  fourn i r  l es  exigences  adm in istrati ves  et  techn iques  pour 
l 'établ i ssement,  l a  m ise  en  œuvre  et  l a  main tenance  d 'un  programme de  maîtri se  des  ESD  
(ci -après  dénommé "programme") .  

NOTE  Les  conducteu rs  i so l és  é tai en t  trad i t i onnel l emen t  représen tés  par  l e  modèl e  de  mach i ne  (MM) .  

2  Références normatives 

Les  documents  su i van ts  son t  ci tés  en  référence  de  man ière  normati ve,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  l e  présen t  document  et  son t  i nd ispensables  pour son  appl i cation .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’éd i tion  ci tée  s ’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i ti on  du  document  de  référence  s’appl ique  (y  compris  l es  éventuels  
amendements) .  

I EC  61 340-2-3,  Electrostatique – Partie 2-3: Méthodes d'essais pour la détermination de la 
résistance et de la résistivité des matériaux planaires solides destinés à éviter les charges 
électrostatiques 

I EC  61 340-4-1 ,  Electrostatique – Partie 4-1: Méthodes d'essai normalisées pour des 
applications spécifiques – Résistance électrique des revêtements de sol et des sols finis 

IEC  61 340-4-3,  Electrostatique – Partie 4-3: Méthodes d'essai normalisées pour des 
applications spécifiques – Chaussures 

I EC  61 340-4-5,  Electrostatique – Partie 4-5: Méthodes d'essai normalisées pour des 
applications spécifiques – Méthodes de caractérisation de la protection électrostatique des 
chaussures et des revêtements de sol par rapport à une personne 

____________ 

1   Les  ch i ffres  en tre  crochets  se  réfèren t  à  l a  b i b l i og raph i e.  
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IEC  61 340-4-6,  Electrostatique – Partie 4-6: Méthodes d'essai normalisées pour des 
applications spécifiques – Bracelets de conduction dissipative 

IEC  61 340-4-7,  Electrostatique – Partie 4-7: Méthodes d'essai normalisées pour des 
applications spécifiques – Ionisation 

IEC  61 340-4-9,  Electrostatique – Partie 4-9: Méthodes d'essai normalisées pour des 
applications spécifiques – Vêtements 

I EC  61 340-5-3,  Electrostatique – Partie 5-3: Protection des dispositifs électroniques contre 
les phénomènes électrostatiques – Classification des propriétés et des exigences relatives à 
l'emballage destiné aux dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques 

3  Termes et  défin i tions 

Pour l es  besoins  du  présent  document,  l es  termes  et  défin i ti ons  su i van ts  s 'appl iquen t.  

NOTE  Pou r  l es  besoi ns  du  présen t  document,  l es  termes  " terre"  e t  "masse"  on t  l a  même  s i gn i fi cati on .  

3.1   
modèle  de  d isposi ti f  chargé 
CDM 
modèle  de  con train tes  ESD  se  rapprochan t  de  l 'événement  de  décharge  qu i  su rvien t  l orsqu 'un  
composant  chargé  est  déchargé  rapidement  su r  un  au tre  objet  possédant  un  poten tie l  
é lectrostatique  d i fféren t  

Note  1  à  l 'art i cl e :  Le  modèl e  de  d i sposi t i f  chargé  est  décri t  dans  ANSI /ESDA/JEDEC JS-002-201 4  [1 ] .  

Note  2  à  l 'art i cl e :  L 'abrévi at i on  "CDM"  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondan t  "charged  devi ce  
model " .  

3.2   
point  de  terre  commun  
d isposi t i f  ou  emplacement  re l ié  à  la  terre,  où  on t  re l i és  les  conducteurs  de  deux éléments  de  
maîtri se  des  ESD  ou  plus  

3.3   
point  commun  de  connexion  
d isposi t i f  ou  emplacement,  où  son t  re l i és  l es  conducteurs  de  deux éléments  de  maîtri se  des  
ESD  ou  plus  de  man ière  à  porter l es  é léments  de  maîtri se  des  ESD  au  même poten tie l  
é lectri que  à  travers  une  l i ai son  équ ipoten tie l l e  

3.4   
l i aison  équ ipotentiel le  
connexion  é lectri que  de  parties  conductri ces  (ou  d 'é léments  u ti l i sés  pou r l a  maîtri se  des  ESD)  
de  man ière  à  ce  qu 'el les  so ien t  pratiquement  à  la  même  tension  dans  des  cond i ti ons  
normales  ou  de  défau t  

3.5   
décharge électrostatique 
ESD 
transfert  rapide  de  charges  en tre  des  corps  ayant  des  poten tie ls  é lectrostatiques  d i fféren ts  

Note  1  à  l 'art i c l e :  L 'abrévi ati on  "ESD"  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondan t  "e l ectrostat i c  
d i scharge" .  
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3.6   
éléments  de  maîtrise  des  ESD 
matériaux ou  produ i ts  conçus  pour empêcher l a  production  de  charges  statiques  et/ou  
d iss iper des  charges  statiques  qu i  on t  été  produ i tes  dans  l e  bu t  de  préven i r  
l 'endommagement de  d isposi ti fs  sensibles  aux ESD  

3.7   
zone protégée contre  les  ESD 
EPA 
zone  où  un  ESDS peu t  être  man ipu lé  avec un  ri sque  to léré  de  dommages  résu l tan t  d 'une  
décharge  ou  de  champs  é lectrostatiques  

Note  1  à  l 'art i cl e :  L 'abrévi at i on  "EPA"  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondan t  "ESD  protected  
area" .  

3.8   
d isposi ti f  sensible  aux ESD 
ESDS 
d isposi ti f  sensible,  ci rcu i t  i n tégré  ou  ensemble  qu i  peu t  être  endommagé  par des  champs  
é lectrostatiques  ou  des  décharges  électrostatiques  

Note  1  à  l 'art i cl e :  L 'abrévi at i on  "ESDS"  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondan t  "ESD  sensi t i ve  
devi ce" .  

3.9   
tension  de  tenue aux ESD 
n iveau  maximal  de  tension  qu i  n 'en traîne  pas  l a  défai l lance  du  d isposi ti f  

Note  1  à  l 'art i cl e :  Le  d i spos i t i f  rés i s te  à  tou tes  l es  tens i ons  d 'essai  i n féri eu res .  

3.1 0   
borne de  terre  fonctionnel le  
borne  u ti l i sée  pour  re l i er des  parties  à  l a  terre  pour des  raisons  au tres  que  la  sécuri té  

3.1 1   
modèle  du  corps humain  
HBM 
modèle  de  con train tes  ESD  se  rapprochan t  de  l 'événement  de  décharge  qu i  su rvien t  en tre  la  
pu lpe  du  do ig t  d 'un  être  humain  type  placée  sur  une  broche  d 'un  d i sposi ti f  e t  une  au tre  broche  
m ise  à  la  terre   

Note  1  à  l 'art i cl e :  Le  modèl e  du  corps  humain  est  décri t  dans  l ' I EC  60749-26  [2 ] .  

Note  2  à  l 'art i cl e :  L 'abrévi ati on  "HBM"  est  déri vée  du  terme  ang lai s  dével oppé  correspondan t  "human  body 
model " .  

3.1 2   
modèle  de  mach ine 
MM 
modèle  de  con train tes  ESD  se  rapprochan t  de  l 'événement  de  décharge  qu i  su rvien t  su r  une  
broche  de  d i sposi t i f  faisan t  su i te  au  con tact  d 'un  équ ipement  ou  d 'ou ti l s  te ls  que  ceux se  
trouvan t  dans  la  chaîne  de  production  

Note  1  à  l 'art i cl e :  Le  modèl e  de  mach i ne  est  dével oppé  dans  l ' I EC  60749-27  [3 ] .  

Note  2  à  l 'art i cl e :  L 'abréviati on  "MM"  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondan t  "mach i ne  mode l " .  

3.1 3   
organisation  
société,  g roupe  ou  en ti té  qu i  gère  les  ESDS 
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3.1 4   
borne de  terre  de  sécuri té  
borne  u ti l i sée  pour  re l i er des  parties  à  l a  terre  pour des  raisons  de  sécuri té  

4 Sécuri té  du  personnel  

Les  procédures  et  l 'équ ipement  décri ts  dans  l a  présen te  norme  peuvent  exposer l e  personnel  
à  des  cond i ti ons  é lectriques  dangereuses.  Les  u ti l i sateurs  de  l a  présente  norme  son t  
responsables  du  choix de  l 'équ ipement  satisfaisan t  aux l o i s  appl icables,  aux codes  
rég lementai res  et  aux po l i ti ques  tant  i n térieures  qu 'extérieures.  Les  u ti l i sateurs  son t  averti s  
que  l a  présen te  norme  ne  peu t  pas  remplacer n i  annu ler l es  exigences  re lati ves  à  l a  sécuri té  
du  personnel .  

Des  prati ques  de  réduction  du  danger é lectrique  doiven t  être  m ises  en  œuvre,  et  l es  
i nstructi ons  de  m ise  à  l a  terre  adéquates  pour l 'équ ipement  do iven t  être  su i vies.  

5  Programme de maîtrise  des ESD 

5.1  Général i tés  

5. 1 .1  Exigences  du  programme de  maîtrise  des  ESD 

Le  programme de  maîtri se  des  ESD  doi t  i nclu re  l 'ensemble  des  exigences  adm in istrati ves  et  
techn iques  de  l a  présente  norme.  Le  programme de  maîtri se  des  ESD  doi t  documenter  l a  ou  
l es  tensions  de  tenue  aux ESD  les  plus  basses  pouvan t  être  trai tées.  L'organ isation  do i t  
établ i r,  documenter,  mettre  en  œuvre,  assurer l a  main tenance  et  véri f i er  l a  con formi té  du  
programme con formément  aux exigences  de  la  présente  norme.  

5.1 .2  Coordinateur du  programme de  maîtrise  des  ESD 

L'organ isation  doi t  désigner une  personne  ayan t  l a  responsabi l i té  de  mettre  en  œuvre  les  
exigences  de  la  présen te  norme,  notamment  d 'établ i r,  de  documenter,  d 'assu rer  la  
main tenance  et  de  véri fier l a  con form i té  du  programme.  

5.1 .3  Personnal isation  

La présen te  norme,  en  partie  ou  dans  sa g lobal i té ,  peu t  ne  pas  s 'appl iquer à  tou tes  l es  
appl icati ons.  La personnal i sation  est  réal i sée  en  procédant  à  une  évaluation  de  l 'appl i cabi l i té  
de  chaque  exigence  pou r l 'appl ication  spéci fique.  A l ' i ssue  de  l 'évaluati on ,  des  exi gences  
peuven t  être  ajou tées,  mod i fi ées  ou  supprimées.  Les  décis ions  de  personnal i sation ,  y  
compris  l es  j usti fi cati fs  et  l es  j usti fi cati ons  techn iques,  do iven t  être  documentées.  

5.2  Exigences  admin istratives  du  programme de  maîtrise  des  ESD 

5.2.1  Plan  du  programme de  maîtrise  des  ESD 

L'organ isation  doi t  é laborer  un  plan  de  prog ramme de  maîtri se  des  ESD  qu i  aborde  chacune  
des  exigences  du  programme.  Ces  exigences  son t:  

•  l a  formation ,  

•  l a  qual i f i cation  produ i t,  

•  l a  véri f i cation  de  con form i té,  

•  l es  systèmes  de  m ise  à  la  terre/l iai son ,  

•  l a  m ise  à  la  terre  du  personnel ,  

•  l es  exigences  re lati ves  à l 'EPA,  

•  l es  systèmes  d 'embal lage,  
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•  l e  marquage.  

Le  plan  consti tue  l e  document  pri ncipal  pour l a  m ise  en  œuvre  et  l a  véri fi cation  du  
programme.  L'objecti f  est  d 'é laborer un  programme en tièrement m is  en  œuvre  et  i n tégré  qu i  
satisfai t  aux exigences  du  système  de  qual i té  i n terne.  Le  plan  doi t  s 'appl i quer à  l 'ensemble  
des  facettes  perti nen tes  des  travaux de  l 'organ isation .  

5.2.2  Plan  de  formation  

Le  plan  de  formation  do i t  déterm iner l 'ensemble  du  personnel  devant  recevoi r  des  formations  
de  sensibi l i sation  et  préven tion  concernan t  l es  ESD.  Au  m in imum,  une  formation  i n i t iale  et  
récurren te  de  sensibi l i sation  et  de  préven tion  concernan t  l es  ESD  doi t  être  fourn ie  à  
l 'ensemble  du  personnel  qu i  man ipu le  ou  en tre  en  con tact  avec des  ESDS.  La formation  
i n i tiale  do i t  ê tre  prod iguée  avan t  que  l e  personnel  ne  man ipu le  des  ESDS.  Le  type  et  l a  
fréquence  des  formations  du  personnel  aux  ESD  doivent  être  déterm inés  dans  le  p lan  de  
formation .  Le  plan  de  formation  do i t  i nclu re  une  exigence  pour la  conservation  des  rapports  
de  formation  des  employés  et  do i t  i nd iquer l 'endroi t  où  son t  s tockés  ces  rapports.  Les  
méthodes  de  formation  et  l 'u ti l i sation  de  techn iques  spéci fi ques  son t  à  l a  d iscrétion  de  
l 'organ isati on .  Le  plan  de  formation  doi t  i nclu re  les  méthodes  u ti l i sées  par l 'organ isation  pour 
véri fi er  l a  compréhension  des  stag iai res  et  l 'adéquation  des  formations.  

5.2.3  Qual i fication  produ i t  

L'organ isation  do i t  qual i f i er  tous  les  é léments  de  maîtri se  des  ESD  qu i  son t  chois i s  afi n  d 'être  
u ti l i sés  dans  le  cadre  du  prog ramme de  maîtri se  des  ESD.  Les  Tableaux 2  et  3  répertorien t  
l es  méthodes  exigées  d 'essai  de  qual i fi cati on  produ i t,  l es  l im i tes  associées  à  chaque  é lément 
de  maîtri se  des  ESD  ains i  que  d 'au tres  exi gences  données  dans  l a  présente  norme.  

Des  preuves  acceptables  de  qual i fi cati on  produ i t  i ncluen t:  

a)  Les  fi ches  techn iques  de  produ i ts  publ iées  par l e  fabrican t  de  l 'é lément  de  maîtri se  
des  ESD:  

1 )  La fi che  techn ique  do i t  fai re  référence  à  la  méthode  d 'essai  I EC  exigée  pour  l 'é lément 
considéré.  

2 )  Les  l im i tes  de  l a  f i che  techn ique  doiven t,  au  m in imum,  satisfai re  aux l im i tes  
correspondant  à  l 'é lément  de  maîtri se  des  ESD  considéré.  

b)  Les  rapports  d 'essai  publ iés  par  un  l aboratoi re  i ndépendant:  l e  rapport  d 'essai  do i t  fai re  
référence  à  l a  méthode  d 'essai  I EC  appl i cable,  et  l es  l im i tes  doiven t  sati sfai re  aux l im i tes  
spéci fiées  dans  l a  présen te  norme  pour l 'é lément  considéré.  

c)  Les  rapports  d 'essai  produ i ts  en  i n terne  par l 'organ isati on  pour  son  propre  usage:  l e  
rapport  d 'essai  do i t  fai re  référence  à  l a  méthode  d 'essai  IEC  appl icable,  et  l es  l im i tes  
doivent  satisfai re  aux l im i tes  correspondant  à  l 'é lément considéré.  

d )  Pour l es  é léments  de  maîtri se  des  ESD  qu i  on t  été  i nstal lés  par  l 'organ isation  avan t  
l 'adoption  de  l a  présente  norme,  l es  rapports  existan ts  de  véri f i cation  de  con form i té  
peuven t  être  u ti l i sés  comme preuve  de  la  qual i fi cati on  produ i t.  

Pour  l es  é léments  de  maîtri se  des  ESD  qu i  ne  son t  pas  répertoriés  dans  l es  Tableaux 2  et  3 ,  
mais  qu i  son t  considérés  comme faisant  partie  i n tégran te  du  prog ramme de  maîtri se  
des  ESD,  l 'organ isation  u ti l i san t  ces  é léments  doi t  qual i fi er  ces  produ i ts  avant  u ti l i sation .  La 
méthode  d 'essai  u ti l i sée  pour l a  qual i fi cation  produ i t  et  l es  l im i tes  d 'acceptati on  défi n ies  par 
l 'u ti l i sateur pour chaque  é lément  doiven t  être  documentées  dans  l e  p lan  du  programme de  
maîtri se  des  ESD.  

NOTE  L' I EC  TR  61 340-5-2  donne  des  l i gnes  d i rectri ces  pou r l es  é l éments  non  répertori és  dans  l es  Tabl eaux  2  
e t  3  du  présen t  documen t.  
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5.2.4  Plan  de  véri fication  de  conformi té  

Un  plan  de  véri f i cation  de  con form i té  do i t  ê tre  établ i  pour s 'assurer que  l 'organ isati on  satisfai t  
aux  exigences  techn iques  du  plan .  La su rvei l lance  de  processus  (mesures)  doi t  ê tre  réal i sée  
con formément  au  plan  de  véri f i cation  de  con form i té  qu i  i den ti fi e  l es  exi gences  techn iques  à  
véri fi er,  l es  l im i tes  de  mesure  ains i  que  la  fréquence  à  laquel le  ces  véri fi cations  doiven t  avoi r  
l i eu .  Le  plan  de  véri f i cation  de  con form i té  do i t  documenter l es  méthodes  d 'essai  u ti l i sées  pour 
l a  survei l l ance  et  l es  mesures  de  processus.  S i  l 'organ isation  u ti l i se  des  méthodes  d 'essai  
d i fféren tes  pour remplacer cel les  de  l a  présente  norme,  l 'organ isation  doi t  ê tre  capable  de  
prouver que  l es  résu l tats  obtenus  son t  en  corrélation  avec les  normes  de  référence.  Dans  le  
cas  où  des  méthodes  d 'essai  son t  conçues  pour soumettre  à  l 'essai  l es  é léments  qu i  ne  son t  
pas  couverts  dans  la  présente  norme,  ces  méthodes  (ai ns i  que  l es  l im i tes  d 'essai  
correspondantes)  do iven t  être  documentées  de  man ière  adéquate.  Les  rapports  de  
véri fi cation  de  con form i té  do iven t  être  établ i s  et  conservés  pour fou rn i r  l a  preuve  de  la  
con form i té  du  produ i t  aux  exigences  techn iques.  

L'équ ipement  d 'essai  choi s i  do i t  ê tre  capable  de  réal i ser l es  mesures  défi n ies  dans  l e  p lan  de  
véri fi cation  de  con form i té.  

I l  convien t  de  prendre  en  compte  l es  n i veaux d 'hum id i té  re lati ve  les  plus  bas  rencon trés  par 
l 'organ isati on ;  i l  convien t  de  réal i ser certaines  des  mesures  dans  ces  cond i ti ons.  

5.3  Exigences techniques  du  plan  du  programme de  maîtrise  des  ESD 

5.3.1  Général i tés  

Les  paragraphes  su ivants  décriven t  l es  exigences  techn iques  essen tie l les  u ti l i sées  dans  
l 'é laborati on  d 'un  programme de  maîtri se  des  ESD.  

Les  l im i tes  exi gées  son t  fondées  su r l es  méthodes  d 'essai  ou  l es  normes  répertoriées  dans  le  
Tableau  1 ,  l e  Tableau  2  et  l e  Tableau  3 .  Le  plan  de  véri fi cation  de  con form i té  do i t  documenter 
l es  méthodes  u ti l i sées  pour l a  véri fi cation  des  l im i tes.  Ces  procédures  peuvent  ne  pas  être  
fondées  sur l es  méthodes  d 'essai  de  chaque  tableau .  Les  méthodes  d 'essai  et  l es  l im i tes  
correspondantes  u ti l i sées  par l 'organ isation  qu i  d i ffèren t  des  méthodes  d 'essai  ou  des  
références  données  aux Tableaux 1  à  3  do iven t  être  documentées,  ains i  que  l es  j usti fi cations  
techn iques  de  l eu r u ti l i sation .  

Certains  des  é léments  techn iques  répertoriés  dans  les  Tableaux 1  à  3  ne  comporten t  pas  de  
l im i te  i n férieu re  défin ie  pour l a  résistance.  Cependant,  une  valeur  m in imale  de  résistance  
peu t  être  exigée  pour des  raisons  de  sécuri té .  

Se  reporter aux exigences  nati onales  perti nen tes  et/ou  à  l a  série  I EC  60364[4] ,  
l ' I EC  TS  60479-1 [5] ,  l ' IEC  TS  60479-2[6] ,  l ' I EC  61 01 0-1 [7]  et  l ' I EC  61 1 40[8] .  

5.3.2  Systèmes de  mise à  la  terre/l iaison  équ ipotentiel le  

Afin  d 'é l im iner l es  dommages  causés  par  l es  ESD,  i l  est  nécessai re  d 'é l im iner l es  d i fférences  
de  poten tie l  en tre  l es  ESDS et  l es  au tres  conducteurs  avec lesquels  l es  ESDS pourraien t  
en trer  en  con tact  (p.  ex. :  personnel ,  équ ipements  de  manu ten tion  au tomatisée,  f i xations  et  
équ ipements  mobi les) .  Tous  les  é léments  qu i  en tren t  en  con tact  avec un  ESDS et  qu i  sont  
capables  de  condu i re  l 'é lectri ci té  doiven t  être  m is  à  la  terre  ou  re l i és  é lectriquement  en tre  eux 
afin  d 'él im iner l es  d i fférences  de  poten tie l .  Cela  peu t  être  réal i sé  de  tro is  façons:  

•  M i se  à  la  terre  u ti l i san t  une  borne  de  terre  de  sécuri té  

La prem ière  terre  ESD  préféren tie l le  est  l a  borne  de  terre  de  sécuri té  s i  e l le  est  
d i spon ible.  Dans  ce  cas,  l es  é léments  de  maîtri se  des  ESD  et  l e  personnel  son t  re l i és  à  
une  borne  de  terre  de  sécuri té  (vo i r  Figu re  1 ) ; .  

•  M ise  à  la  terre  u ti l i san t  une  borne  de  terre  foncti onnel l e  
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La seconde  terre  ESD  acceptable  est  effectuée  par l e  b iais  d 'une  borne  de  terre  
fonctionnel le.  Ce  conducteur peu t  être  un  piquet  de  terre,  un  poteau  ou  un  système 
d isti nct  de  câblage  qu i  est  re l i é  à  l a  terre  de  l 'al imentation  secteur  su r  l e  panneau  de  
service  principal  (vo i r  Fi gu re  1 ) ;  afi n  d 'é l im iner  l es  d i fférences  de  poten tie l  en tre  l e  
système  de  borne  de  terre  de  sécuri té  et  l e  système  de  borne  de  terre  foncti onnel le,  l es  
deux systèmes  doiven t  être  re l i és  ensemble  électriquement  l orsque  cela  est  possible.  

•  L iaison  équ ipoten tie l le  

S i  une  i nstal lation  de  m ise  à  l a  terre  n 'est  pas  d ispon ible,  l a  protecti on  ESD  peu t  être  
effectuée  en  raccordant  tous  les  é léments  de  maîtri se  des  ESD  à un  poin t  commun  de  
connexion  (vo i r  Figure  2) .  La  résistance  maximale  en tre  un  é lément  de  protection  et  l e  
poin t  commun  de  connexion  do i t  satisfai re  aux l im i tes  établ ies  pou r l es  é léments  de  
protection  dans  l es  Tableaux 2  et  3 .  

Quel  que  soi t  l e  système  de  m ise  à  l a  terre/l iaison  chois i ,  i l  doi t  se  référer à  l a  " terre"  dans  l e  
reste  de  l a  présen te  norme.  

 

Légende  

1  Bracel et  de  conduct i on  d i ss i pati ve  (bande  e t  cordon  de  terre)  

2  Su rface  de  travai l  

3  Po i n t  de  terre  commun  

4  Tapi s  de  so l  

5  So l  

6  Borne  de  terre  de  sécu ri té  ou  borne  de  terre  foncti onnel l e  (s i  e l l e  est  u t i l i sée ,  l a  borne  de  terre  fonct i onne l l e  
do i t  ê tre  re l i ée  à  l a  borne  de  terre  de  sécu ri té)  

Figure  1  – Schéma d 'une EPA avec  terre  de  référence 

ATTENTION:  Les  u ti l i sateurs  son t  priés  de  se  référer aux rég lementations  et  codes  
é lectri ques  l ocaux et  nati onaux en  vi gueur avan t  tou t  branchement aux systèmes  de  câblage  
é lectri que  de  l ' i nstal lati on .  
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Légende  

1  Bracel et  de  conduct i on  d i ss i pati ve  e t  cordon  

2  Su rface  de  travai l  

3  Po i n t  commun  de  connexion  

4  Tapi s  de  so l  

5  So l  

Figure  2  – Schéma d 'un  système de  l iaison  équ ipotentiel le  

Tableau  1  – Exigences de  mise  à  la  terre/l iaison  

Exigence techn ique  Méthode  de   
m i se  à  l a  terre  Méthode  d 'essai /norme Limi te(s)  exigée(s)  

Système  de  m i se  à  l a  
terre/l i ai son  

Borne  de  terre  de  sécu ri té  Norme  du  système  nat i onal  
é l ectri que  

Lim i tes  du  code  é l ectri que  
nat i onal  

 Borne  de  terre  
foncti onnel l e  

Norme  du  système  nat i onal  
é l ectri que  

Lim i tes  du  code  é l ectri que  
nat i onal  

S i  l es  codes  é l ectri ques  
nat i onaux ne  spéci fi en t  
aucune  exi gence,  l a  
rés i s tance  en tre  l a  borne  
de  terre  foncti onne l l e  e t  l a  
borne  de  terre  de  sécu ri té  
ne  do i t  pas  dépasser  25  Ω.  

 L i ai son  équ ipoten ti e l l e  Vo i r  processus  de  m i se  en  
œuvre  appl i cabl e  des  
Tabl eaux  2  e t  3  

Vo i r  l im i tes  de  chaque  
é l émen t  de  maîtri se  
des  ESD  dans  l es  
Tabl eaux 2  e t  3  

 

5.3.3  Mise à  la  terre  du  personnel  

Lors  de  l a  man ipu lation  d 'ESDS,  tou t  l e  personnel  doi t  fai re  l 'objet  d 'une  m ise  à  l a  terre  ou  
d 'une  l i aison  équ ipoten tie l le  con formément  aux exigences  ci -après.  Lorsque  l e  personnel  est  
assis  à  des  postes  de  travai l  protégés  con tre  l es  ESD,  i l  do i t  ê tre  re l i é  à  l a  terre  au  moyen  
d 'un  système  de  bracelet  de  conduction  d iss ipative.  

Pour  l es  opérations  en  station  debou t,  l e  personnel  peu t  être  m is  à  l a  terre  au  moyen  d 'un  
système  de  bracelet  de  conduction  d iss ipati ve  ou  par  un  système  de  chaussures-revêtement 
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de  sol .  Lorsqu 'un  système de  chaussures-revêtement de  so l  est  u ti l i sé,  l e  personnel  do i t  
porter des  chaussures  ESD  aux deux pieds  et  l es  deux cond i ti ons  su i van tes  do iven t  être  
satisfai tes:  

•  l a  rés istance  totale  du  système  (personnel ,  chaussures,  revêtement  de  so l ,  terre)  do i t  ê tre  
i n férieure  à  1 , 0  ×  1 09  Ω ;  

•  l a  producti on  maximale  de  tension  à travers  l e  corps  doi t  être  i n férieure  à  1 00  V.  

Tableau  2  – Exigences  de  la  mise  à  la  terre du  personnel  

Exigence 
techn ique  

E l ément  de  
maîtri se  des  

ESD 

Qual i fi cation  produ i t  Véri fi cation  de  conformi té  

Méthode  d 'essai  Lim i tesb  Méthode  
d 'essai  

Limi tesb  

Mise  à  l a  
terre  du  
personnel  

Bracel ets  de  
conducti on  
d i ss i pat i ve  
(bandes  et  
cordons  de  
terre)  

I EC  61 340-4-6  R  <  5  ×  1 06  Ω  ou  
val eu r  défi n i e  par  
l ' u t i l i sateu r 

Vo i r  système  de  bracelet  de  
conducti on  d i ss i pati ve  

Rési stance  du  
bracel et  de  
conducti on  
d i ss i pat i ve  

I EC  61 340-4-6    

– i n téri eu r  ≤  1  ×  1 05  Ω  N on  appl i cable  

– extéri eu r >  1  ×  1 07  Ω  N on  appl i cable  

Système  de  
bracel et  de  
conducti on  
d i ss i pati vea  

N on  appl i cable  Essai  de  
con ti nu i té  du  
bracel e t  de  
conducti on  
d i ss i pati ve  
I EC  61 340-4-6  

R  <  3, 5  ×  1 07  Ω  

Chaussu res  I EC  61 340-4-3c  R  ≤  1  ×  1 08  Ω  Vo i r  système  personnel /chaussu res  

Système  
personnel /chaus
su res/revêtemen
t  de  so l  

I EC  61 340-4-5  Rg  <  1 , 0  ×  1 0
9  Ω  

e t  l a  val eu r  
absol ue  de  l a  
tens i on  à  t ravers  
l e  corps  <  1 00  V  

(moyenne  des  
5  p i cs  l es  p l us  
hau ts)  

I EC  61 340-4-5  Rg  <  1 , 0  ×  1 0
9  Ωd , f  

Système  
personne l /chaus
su res  

Non  appl i cable  Vo i r  Annexe  Ae  Rgp  <  1 , 0  ×  1 0
8  Ω  

a  Pou r  l es  s i tuati ons  où  des  vêtemen ts  an t i s tati ques  son t  u t i l i sés  dans  l e  trajet  de  m i se  à  l a  terre  du  bracelet  
de  conducti on  d i ss i pat i ve,  i l  convi en t  que  l a  rés i stance  to tale  du  système  ( i ncl uan t  l e  personne l ,  l es  
vêtemen ts  e t  l e  cordon  de  m i se  à  l a  terre)  so i t  i n féri eu re  à  3 , 5  ×  1 07  Ω .  

b  Les  symbo les  u t i l i sés  dans  ce  tableau  on t  l a  s i gn i f i cati on  su i van te:  Rg  d és i gne  l a  rés i s tance  à  l a  terre ,  e t  Rgp  
dés i gne  l a  rés i s tance  au  po i n t  de  m i se  à  l a  terre .  

c  Pou r  l a  qual i f i cat i on  produ i t  des  chaussu res ,  i l  convien t  que  l es  cond i t i ons  d 'envi ronnemen t  pou r l es  essai s  
so i en t  u ne  hum id i té  re l at i ve  de  (1 2  ±  3 )  %  et  une  températu re  de  23  °C  ±  2  °C  sel on  l ' I EC  61 340-4-3 .  

d  I l  convi en t  de  procéder à  u n  essai  péri od i que  de  product i on  de  tens i on  à  travers  l e  corps  af i n  de  véri f i er  que  
l a  tens i on  est  b i en  i n féri eu re  à  1 00  V.  

e  La  l im i te  de  rés i stance  s 'appl i que  à  l a  mesu re  de  chaque  p i ed  un  à  u n ,  pas  l es  deux  en  paral l è l e .  

f  La  l im i te  exi gée  de  <  1 , 0  ×  1 09  Ω est  l a  va leur maximale  adm ise .  I l  convi en t  q ue  l ' u ti l i sateu r établ i sse  une  
l im i te  supéri eu re  à  part i r  des  val eu rs  de  rés i s tance  qu i  on t  é té  mesu rées  dans  l e  cadre  de  l a  qual i f i cat i on  
produ i t  pou r l es  chaussu res  et  l e  so l  afi n  de  sati s fai re  à  l a  producti on  de  tens i on  à  t ravers  l e  corps  <  1 00  V,  
e t  qu ' i l  u t i l i se  ces  rési stances  à  des  f i ns  de  véri f i cati on  de  con form i té.  
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5.3.4  Zones  protégées  contre  l es  ESD (EPA)  

5.3.4.1  Manipu lation  d 'ESDS et  accès  à  l 'EPA 

La man ipu lation  d 'ESDS sans  revêtement  n i  embal lage  de  protecti on  con tre  l es  ESD  doi t  ê tre  
réal i sée  dans  une  EPA.  Les  l im i tes  de  l 'EPA doiven t  être  clai rement  i denti f i ées  comme te l l es.  
Par exemple,  l es  écri teaux d 'averti ssement  i nd iquan t  l 'existence  de  l 'EPA peuven t  être  placés  
bien  en  vue  du  personnel  avan t  l 'en trée  dans  l 'EPA.  

NOTE  Une  EPA peu t  être  consti tuée  d 'un  bâtimen t,  d 'une  sal l e  en t i ère  ou  d 'un  seu l  poste  de  travai l .  

L'accès  à  l 'EPA doi t  ê tre  l im i té  au  personnel  qu i  a  achevé  une  formation  appropriée  aux ESD.  
Les  i nd ividus  non  formés  doivent  être  accompagnés  par l e  personnel  formé au  se in  
d 'une  EPA.  

5.3.4.2  Isolants  

Tous  l es  i so lan ts  non  essen tie ls  (plastique  et  papier)  te ls  que  les  tasses  à  café,  l es  
embal lages  d 'al imen ts  et  l es  é léments  personnels  doiven t  être  reti rés  du  poste  de  travai l  ou  
de  tou te  opérati on  où  son t  man ipu lés  des  ESDS non  protégés.  

La menace  d 'ESD  associée  aux i solan ts  essentie ls  au  processus  ou  aux sources  de  champs  
é lectrostatiques  do i t  ê tre  évaluée  pou r s 'assurer que:  

•  l e  champ électrostatique  dans  la  posi t ion  où  son t  man ipu lés  les  ESDS ne  doi t  pas  
dépasser 5  000  V/m;  

ou  

•  s i  l e  poten tie l  é lectrostatique  mesuré  à  la  surface  de  l ' i so lan t  exigé  par l e  processus  
dépasse  2  000  V,  l 'é lément  do i t  ê tre  main tenu  à  un  m in imum  de  30  cm  de  l 'ESDS;  et  

•  s i  l e  poten tie l  é lectrostatique  mesuré  à  la  surface  de  l ' i so lan t  exigé  par l e  processus  
dépasse  1 25  V,  l 'é lément  doi t  être  main tenu  à  un  m in imum  de  2 ,5  cm  de  l 'ESDS.  

S i  l e  poten tie l  à  l a  su rface  ou  l e  champ électrostatique  mesuré  dépasse  les  l im i tes  i nd iquées,  
l ' i on isati on  ou  tou te  au tre  techn ique  d 'atténuation  des  charges  doi t  ê tre  u ti l i sée.  

I l  convien t  de  réal i ser  certaines  des  mesures  à  l a  valeur d 'hum id i té  re lati ve  attendue  la  pl us  
basse  rencontrée  par l ' i nstal lation .  

NOTE  1  Ces  mesu res  son t  réal i sées  à  l a  fréquence  déf i n i e  dans  l e  p l an  de  véri f i cati on  de  con form i té .  

NOTE  2  Par hypothèse,  u ne  menace  d 'ESD  est  u n  con tact  métal  à  métal  tan t  que  l 'ESDS  se  trouve  en  présence  
du  champ.  

NOTE  3  La  mesu re  préci se  des  champs  é l ectrostat i ques  nécess i te  que  l a  personne  réal i san t  l a  mesu re  ai t  u ne  
bonne  connai ssance  du  foncti onnemen t  de  l 'équ ipement  de  mesu re .  La  p l upart  des  appare i l s  de  mesu re  portati fs  
nécess i ten t  que  l a  l ectu re  so i t  réal i sée  à  u ne  d i stance  f i xe  de  l 'obj e t.  Habi tue l l emen t,  i l s  spéci f i en t  égalemen t  que  
l 'obj et  possède  des  d imensi ons  f i xes  m i n imales  af i n  d 'obten i r  u ne  l ectu re  préci se.  

5.3.4.3  Conducteurs  isolés 

Lors  de  l 'établ i ssement d 'un  plan  de  maîtri se  des  ESD,  s i  un  conducteur  en tre  en  con tact  
avec un  é lément  ESDS ne  pouvan t  pas  être  m is  à  l a  terre  n i  re l ié  par l i ai son  équ ipoten ti el le ,  
l e  processus  do i t  ve i l l er à  ce  que  l a  d i fférence  de  poten tie l  en tre  le  conducteu r et  l e  con tact  
de  l 'é lément  ESDS ne  so i t  pas  i n férieure  à  35  V.  

Pour  ce  fai re,  l 'é lément  ESDS et  l e  conducteur  peuven t  fai re  l 'objet  d 'une  mesure  au  moyen  
d 'un  vo l tmètre  é lectrostatique  sans  con tact  ou  d 'un  vol tmètre  électrostatique  à  con tact  
d ' impédance  é levée.  



I EC  61 340-5-1 :201 6  © I EC  201 6  – 37  –  

NOTE  La  l im i te  de  35  V  se  rapporte  au  n i veau  réal i sable  en  u t i l i san t  l es  i on i seu rs  spéci fi és  dans  l a  présen te  
norme.  

5.3.4.4  Eléments  de  maîtrise  des  ESD 

Une  EPA doi t  ê tre  établ i e  chaque  fo i s  que  son t  man ipu lés  des  produ i ts  sensibles  aux ESD  
sans  revêtement  n i  embal lage  de  protecti on  contre  l es  ESD.  Cependant,  i l  exi ste  d i fféren tes  
façons  d 'établ i r  un  programme de  maîtri se  des  ESD.  Le  Tableau  3  répertorie  certains  
é léments  de  maîtri se  des  ESD  facu l tati fs ,  qu i  peuven t  être  u ti l i sés  pour  maîtri ser l 'é lectrici té  
statique.  Dans  l e  cas  des  é léments  de  maîtri se  des  ESD  qu i  son t  chois is  afi n  d 'être  u ti l i sés  
dans  l e  programme de  maîtri se  des  ESD,  l a  plage  exigée  pour  cet  é lément devien t  
obl igato i re.  

Si  l es  l im i tes  du  Tableau  3  son t  dépassées,  l e  programme de  maîtri se  des  ESD  doi t  i nclu re  la  
déclaration  d 'adaptation  exigée  en  5. 1 . 3 .  

Tableau  3  – Exigences  relatives  à  l 'EPA 

Exigences  
relatives  à  

l 'EPA 

Elément  de  
maîtri se  
des  ESD 

Qual i fi cation  produ i ta   Véri fi cation  de  conformi téb  

Méthode  d 'essai  Lim i tesc  
Méthode  
d 'essai  de  
référence 

Limi tesc  

 Su rfaces  de  
travai l ,  
rayonnages  et  
chari o tsg  

I EC  61 340-2-3  Rgp  <  1  ×  1 0
9  Ω  

Rp-p  <  1  ×  1 0
9  Ω f  

I EC  61 340-2-3  Rg  <  1  ×  1 0
9  Ω  

Po i n t  de  
l i ai son  du  
bracel e t  de  
conducti on  
d i ss i pati ve  

   Rg  <  5  ×  1 0
6  Ω  

Revêtement  de  
so l  

I EC  61 340-4-1 d , e  Rgp  <  1  ×  1 0
9  Ω  I EC  61 340-4-1  Rg  <  1  ×  1 0

9  Ω  

I on i sati on  

I EC  61 340-4-7  

Décroi ssance  
(1  000  V  à  1 00  V  
e t  –1  000  V  à   
–1 00  V)  <  20  s  

Tensi on  de  
décalage  
<  ±  35  V  

I EC  61 340-4-7  

Décroi ssance  
( 1  000  V  à  1 00  V  
e t  –1  000  V  à   
–1 00  V)  <  20  s  
ou  val eu r  défi n i e  
par  l ' u t i l i sateu r 

Tensi on  de  
décalage  
<  ±  35  V  

S i èges  I EC  61 340-2-3  
(mesu res  de  l a  
rés i s tance  au  
po i n t  de  m i se  à  l a  
terre)  

Rgp  <  1  ×  1 0
9  Ω  I EC  61 340-2-3  

(mesu res  de  l a  
rés i s tance  à  l a  
terre)  

Rg  <  1  ×  1 0
9  
Ω  

Vêtemen ts  
an t i s tati ques  

I EC  61 340-4-9  Rp-p  <1  ×  1 0
1 1  Ω  I EC  61 340-4-9  Rp-p  <  1  ×  1 0

1 1  Ω  

ou  ou  ou  ou  

méthode  défi n i e  
par  l ' u t i l i sateu r 

l im i te  défi n i e  par  
l ' u t i l i sateu r 

méthode  
défi n i e  par  
l ' u t i l i sateu r 

l im i te  défi n i e  par  
l 'u t i l i sateu r 

Vêtemen ts  
an t i s tati ques   

I EC  61 340-4-9  Rgp  <  1  ×  1 0
9  Ω  I EC  61 340-4-9  Rgp  <  1  ×  1 0

9  Ω  
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a  Pou r  l a  qual i f i cat i on  produ i t ,  i l  convi en t  que  l es  cond i t i ons  d 'envi ronnemen t  pou r  l es  essais  so i en t  u ne  
h um id i té  re l at i ve  de  (1 2  ±  3 )  %  et  u ne  températu re  de  23  °C  ±  2  °C .  Lorsqu 'e l l e  n 'est  pas  spéci f i ée  dans  l a  
n orme  I EC  de  référence,  i l  convien t  que  l a  du rée  de  cond i t i onnemen t  envi ronnemen tale  m i n imale  pou r l a  
qual i f i cat i on  produ i t  so i t  de  48  h .  

b  Les  méthodes  d 'essai  dans  l a  co l onne  Véri f i cat i on  de  con form i té  se  réfèren t  u n i quemen t  à  l a  procédu re  
d 'essai  de  base.  I l  n 'est  pas  prévu  que  l a  méthode  d 'essai  so i t  appl i quée  dans  son  i n tég ral i té .  

c  Les  symboles  u t i l i sés  dans  ce  tableau  on t  l a  s i g n i f i cati on  su i van te:  Rp-p  dés i gne  l a  rés i s tance  po i n t  à  po i n t.  
Rg  dés i gne  l a  rés i stance  à  l a  terre ,  e t  Rgp  dés i gne  l a  rés i s tance  au  po i n t  de  m i se  à  l a  terre.  

d  La  tens i on  d 'essai  maximale  adm ise  pou r l a  mesu re  ESD  du  revêtemen t  de  so l  qu ' i l  convien t  d 'u ti l i ser  pou r  
u n  prog ramme  ESD  con forme  à  l a  présen te  norme  est  1 00  V.  

e  S i  l e  revêtemen t  de  so l  es t  u t i l i sé  pou r  l a  m i se  à  l a  terre  du  personne l  qu i  man ipu le  des  ESDS,  se  référer  
aux  exi gences  du  Tabl eau  2 .  

f  Dans  l es  s i tuati ons  où  l 'endommagement  du  modèl e  de  d i sposi t i f  chargé  (CDM)  est  probl émati que,  u ne  
l im i te  m i n imale  de  1  ×  1 04  Ω  pou r  l a  rés i s tance  po i n t  à  po i n t  es t  recommandée.  

g  Les  su rfaces  de  travai l  son t  défi n i es  comme  des  su rfaces  su r  l esque l l es  est  p l acé  un  é l émen t  sens i bl e  aux  
ESD,  mai s  non  protégé.  

 

5.3.5  Embal lage 

L'embal lage  de  protection  con tre  l es  ESD  et  l e  marquage  de  l 'embal lage  doiven t  être  
con formes  aux con trats  cl i en ts,  aux  bons  de  commande,  aux  dessins  et  à  tou te  au tre  
documentation .  Lorsque  le  con trat,  l e  bon  de  commande,  l e  dessin  ou  tou te  au tre  
documentation  ne  précise  pas  d 'embal lage  de  protection  con tre  les  ESD,  l 'organ isation  doi t  
défi n i r  l es  exigences  re lati ves  à  l 'embal lage  de  protection  con tre  l es  ESD  destiné  aux ESDS 
dans  l e  cadre  du  plan  se lon  l ' I EC  61 340-5-3.  S i  ce la  est  exigé,  l 'embal lage  doi t  ê tre  défin i  
pour  l 'ensemble  des  déplacements  de  matériaux au  sein  des  EPA,  en tre  l es  EPA,  en tre  l es  
chantiers,  l es  opérations  de  main tenance  et  l e  cl i en t.  

5.3.6  Marquage 

Le  marquage  de  l 'ESDS,  du  système  ou  de  l 'embal lage  doi t  ê tre  con forme  aux con trats  
cl i en ts,  aux bons  de  commande,  aux dessins  ou  à tou te  au tre  documentati on .  Lorsque  l e  
con trat,  l e  bon  de  commande,  l e  dessin  ou  tou te  au tre  documentation  ne  précise  pas  de  
marquage  de  l 'ESDS,  du  système ou  de  l 'embal lage,  l 'organ isati on  qu i  é labore  l e  p lan  du  
programme de  maîtri se  des  ESD  doi t  réfléch i r  à  l a  nécessi té  du  marquage.  S ' i l  est  déterm iné  
qu 'un  marquage  est  exi gé,  cela  do i t  ê tre  documenté  dans  l e  cadre  du  plan .  
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Annexe A 
(normative)  

 
Méthodes d 'essai  

L'opérateur doi t  se  ten i r  debou t,  un  pied  su r l 'é lectrode  de  chaussures  conductrices.  La 
pression  su r l a  plaque  de  con tact  manuel  do i t  être  main tenue  pour  véri fi er  que  la  rés istance  
du  système  personnel /chaussures  se  s i tue  dans  des  paramètres  acceptables  (voi r  
Fi gu re  A. 1 ) .  L'essai  do i t  ê tre  répété  pour l 'au tre  pied .  L'apparei l  d 'essai  peu t  être  un  d i sposi t i f  
d 'essai  du  commerce  i n tégré  ou  tou t  au tre  i nstrument  capable  de  mesurer la  rés istance  de  
5, 0  ×  1 04  Ω  à  au  moins  1 , 0  ×  1 09  Ω .  La  tension  en  ci rcu i t  ouvert  de  l 'apparei l  d 'essai  se  s i tue  
habi tuel lement  en tre  9  V et  1 00  V  en  couran t  con tinu .  

 

Figure  A.1  – Essai  fonctionnel  de  chaussures (exemple)  

IEC  

Apparei l l age  

Electrode  de  
chaussu res  
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